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심사관 : 고종욱

(54) 액정표시장치

요약

본 발명은 액정 구동용 반도체 칩의 탑재 범위를 적고, 얇고, 콤팩트하게 하고, 더욱 염가인 액정 표시 장치를 제공하는 
것에 관한 것이다.

액정 구동용 반도체 칩(4, 4')을 다층기판 표면 (제 1 층 1)에 페이스다운 탑재하고, 그 표면에는 상기 칩으로의 입력 
배선(5, 5')과 이 칩(4, 4')으로부터의 출력 배선(8, 8')이 있다. 또한, 상기 입력 배선(5, 5')에는 다층기판 사이를 접
속하기 위한 랜드(7)가 설치되어 있다.

다층기판의 뒷면에는 액정 패널의 단자와 접속되는 접속 단자 (13)가 있다. 상기 표면과 뒷면 사이에 최소한 1 층의 중
간층 (제 2 층 2)이 있고, 그 중간층에 버스배선(10)이 있다.

상기 버스배선(10)과 제 1 층(1)의 입력배선(5, 5')과는 스루홀(6)을 거쳐서 접속되어 있다. 또한 제 1 층(1)의 출력
배선(8)과 제 3 층(3)의 접속 단자(13)는 제 1, 2 및 3 층의 스루홀(9, 11, 12)을 거쳐서 접속되어 있다.

대표도
도 1

명세서

도면의 간단한 설명

제 1도는 본 발명의 한 실시예의 다층기판을 분해해서 도시한 도면.

제 2도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 3도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 4도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 5도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해해서 도시한 도면.

제 6도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 7도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해해서 도시한 도면.

제 8도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 9도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 10도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분의 단면을 도시하는 도면.

제 11도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해하여 도시한 도면.
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제 12도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 13도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 14도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 15도는 본 발명의 한 실시예의 다층기판을 분해하여 도시한 도면.

제 16도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 17도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 18도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 19도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해해서 도시한 도면.

제 20도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요 부분을 도시하는 도면.

제 21도는 본 발명의 한 실시예의 이방성 도전막의 단면을 도시하는 도면.

제 22도는 본 발명의 다른 한 실시예의 이방성 도전막의 단면을 도시하는 도면.

제 23도는 본 발명의 한 실시예의 이방성 도전접착제의 단면을 도시하는 도면.

제 24도는 본 발명의 한 실시예의 이방성 도전막 또는 이방성 도전 접착제의 접속부분의 주요부분의 단면을 도시하는 
도면.

제 25도는 본 발명의 한 실시예를 도시하는 반도체 소자의 실장 구조와 표시 소자에 접속한 단면도.

제 26도는 본 발명의 한 실시예를 도시하는 반도체 소자의 실장 구조와 표시 소자에 접속한 평면도.

제 27도는 본 발명의 한 실시예를 도시하는 접속부의 상세한 배선도.

제 28도는 본 발명의 한 실시예를 도시하는 액정 표시 장치의 결선 블록도.

제 29도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 30도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 31도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 32도는 본 발명의 반도체 소자를 실장한 LCD 모듈의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 33도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 34도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 35도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 36도는 본 발명의 반도체 소자를 실장한 전자 인자 장치의 한 실시예를 도시하는 도면.
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제 37도는 본 발명의 반도체 소자를 실장한 전자 인자 장치의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 38도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 39도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 40도는 본 발명의 액정 표시 장치의 평면도.

제 41도는 본 발명의 반도체 소자를 실장한 액정 표시 장치의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 42도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 도면.

제 43도는 본 발명의 한 실시예의 다층기판을 분해하여 도시한 도면.

제 44도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 실장한 도면.

제 45도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 실장한 도면.

제 46도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 실장한 도면.

제 47도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 실장한 도면.

제 48도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 49도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 50도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 51도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 52도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 53도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 54도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 55도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 56도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 57도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판에 반도체 소자를 복수개 실장한 도면.

제 58도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 59도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.

제 60도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 61도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.
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제 62도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 63도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.

제 64도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 65도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.

제 66도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 67도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.

제 68도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 광학 장치에 실장한 도면.

제 69도는 본 발명의 한 실시예의 다층배선기판을 전자 인자 장치에 실장한 도면.

제 70도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 71도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 72도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 73도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해하여 도시한 도면.

제 74도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 75도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 76도는 본 발명의 한 실시예의 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 77도는 본 발명의 한 실시예의 다른 다층기판의 설치구멍을 도시하는 도면.

제 78도는 본 발명의 한 실시예의 다른 다층기판의 설치구멍을 도시하는 도면.

제 79도는 본 발명의 한 실시예의 다른 다층기판의 다른 형상의 설치구멍을 도시하는 도면.

제 80도는 본 발명의 한 실시예의 다른 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 81도는 본 발명의 한 실시예의 다른 다층기판의 설치 상태를 도시하는 도면.

제 82도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 도시한 도면.

제 83도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판을 분해해서 도시한 도면.

제 84도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판의 제 1 층을 도시한 도면.

제 85도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판의 제 2 층을 도시한 도면.

제 86도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판의 제 3 층을 도시한 도면.
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제 87도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판의 제 4 층을 도시한 도면.

제 88도는 본 발명의 다른 한 실시예의 다층기판의 제 5 층을 도시한 도면.

제 89도는 본 발명의 다른 한 실시예의 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 90도는 종래의 액정 표시 장치를 도시하는 도면.

제 91도는 종래의 액정 표시 장치의 주요부분을 도시하는 도면.

제 92도는 종래의 액정 표시 장치의 주요부분의 도시하는 도면.

제 93도는 종래의 다른 액정 표시 장치의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 94도는 종래의 이방성 도전막의 단면을 도시하는 도면.

제 95도는 종래의 이방성 도전막의 접속부의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 96도는 종래의 이방성 도전막의 접속부의 주요부분의 단면을 도시하는 도면.

제 97도는 종래의 반도체 소자의 실장 구조와 표시 소자에 접속한 단면도.

제 98도는 종래의 반도체 소자의 실장 구조와 표시 소자에 접속한 평면도.

제 99도는 다른 종래의 반도체 소자의 실장 구조와 표시 소자에 접속한 평면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1, 301, 1000 : 제 1 층 2, 302, 2000 : 제 2 층

3, 303, 3000 : 제 3 층

4, 4', 1100, 1200, 1300 : 액정 구동용 반도체 칩

5, 5', 204, 305, 1110, 1110-1, 1110-N, 1210, 1210-1, 1210-N, 1310, 1310-1, 1310-N, 50044, 50047 
: 입력배선

6, 9, 11, 12, 25, 26, 30, 306, 1120-1, 1120-N, 1140, 1140-1, 1140-N, 1220, 1220-1, 1220-N, 1240, 
1240-1, 1240-N, 1320, 1320-1, 1320-N, 1340, 1340-1, 1340-N, 2030, 2120, 2140, 2220, 2240, 2320, 
2340, 3030, 3120, 3140, 3240, 3340, 4140, 4240, 4340, 5140, 5240, 5340 : 스루홀

7, 307, 4040 : 랜드

8, 205, 308, 1130, 1130-1, 1130-N, 1230, 1230-1, 1230-N, 1330, 1330-1,

1330-N, 50045 : 출력배선 10, 28, 309, 50048 : 버스배선

13, 27, 5060 : 접속단자 14, 311, 6000 : 다층배선기판

15 : 패널 17, 24, 314 : 접속기판
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18, 29, 315 : 패널단자 19, 8000 : 접속부재

20, 21, 317, 330 : 몰드 22, 318 : 와이어 본딩용 랜드

23 : 와이어 31, 316, 50049 : 이방성 도전막

32, 50050 : 도전입자 33, 210, 50051 : 접착제

34 : 세퍼레이터 35, 115 : 이방성 도전 접착제

d, D : 도전입자의 입자지름 h, H : 접착제의 두께

k : 접속단자의 두께 K : 단자 선단부의 두께

110 : 액정 표시 소자 111-1 내지 111-12, 304 : 반도체 소자

112-1 내지 112-4, 202 : 적층기판 113 : 액정 표시 소자 전극 단자

114 : 적층기판 단자 P11 내지 P3n : 액정 구동 출력선

131 1 내지 131n : 칼라 화소 201 : 반도체 소자(LSI)

203 : 전자 소자(액정 표시 소자) 206 : 범프

208 : 몰드재 209 : ACF

211 : LSI 단자

213 : 전자 인자 소자(서멀 프린터 헤드)

221 : 내부 도전층 231 : LCD 단자

310 : 외부 접속단자 312 : Au 와이어

313 : 액정 패널 319, 50042, 50151 : TCP

320 : 개구부 321 : 버스기판 개구부

322, 50043 : 버스기판 323, 50046 : 선단부

324 : 출력단자 스루홀 325 : 전극

326 : 버스배선용 FPC 327 : 버스배선용 PCB 기판

328 : 버스배선용 접속랜드 329 : 전자 인자 소자

431, 431a, 431b, 431c, 431d : 설치구멍을 가진 다층배선기판

432 : 설치구멍 433, 436 : 외장 화장 케이스
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434 : 나사 435 : 백 라이트 유니트

437, 437a, 437b, 437c, 437d : 설치용 잘라내어진 다층배선기판

438 : 설치용 잘라낸곳 1010, 2010, 3010 : 관통구멍

2020, 3020, 4020, 5050 : 배선 4000 : 제 4 층

5000 : 제 5 층 7000 : 중계기판

50041 : 드라이버 IC 50152 : 가소성 배선부재

50153 : TCP 출력단자 50154 : TCP 입력단자

50155 : 구동 제어 회로기판

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

산업상의 이용분야

본 발명은, 액정 구동용 반도체 칩을 복수 탑재한 액정 표시 장치에 관한 것이다.

종래의 기술

    
종래의 액정 표시 장치에 있어서 액정 구동용 드라이버 IC 의 탑재에 대해서 제 90, 91, 92, 93도를 사용해서 설명을 
하면, 드라이버 IC 50041 은 테프캐리어 패키지(이하 TCP 라 함) (50042)에 탑재되고, 패널(16)과 접속부재(19)를 
거쳐서 접속 되어 있다. TCP 50042 에 있어서 드라이버 IC 50041 로의 입력 배선(50044)과 프라이버 IC 50041 로
부터의 출력배선(50045)은 TCP 50042 의 동일 기판면 위에 있고, 패널(16)과의 접속은 상기 TCP 50042 기판위의 
출력배선 패턴(50045)의 선단부(50046)와 패널(50046) 단자(18)를 접속부재(19)를 써서 접속되어 있다.
    

    
또한, 다른 종래의 액정 표시 장치에 있어서 액정 구동용 드라이버 IC 의 탑재에 대해서 제 90도, 제 91도, 92도, 93도, 
94도, 95도를 사용해서 설명을 하면, 드라이버 IC (50041)는 테프캐리어 패키지(이하 TCP 라함) (50042)에 탑재되
어, 패널(16)과 이방성 도전막(50049)을 거쳐서 접속이 되어 있다. TCP (50042)에 있어서 드라이버 IC (50041)로
의 입력배선(50044)과 드라이버 IC (50041)로부터의 출력배선 (50045)은 TCP (50042)의 동일 기판위에 있고, 채
널(16)과의 접속은 그것의 TCP (50042) 기판면 위의 출력배선
    

    
패턴(50045)의 선단부(50046)와 패널단자(18)를 이방성 도전막 (50049)을 사용해서 접속되어 있다. 이 이방성 도
전막(50049)은 주로 도전입자(50050)와 접착제(50051)로 구성이 되어 있어서, 접착제(50051)의 두께(H)는 도전
입자(50050)의 입자 지름(D) 보다 커져있다. 이에 따라, TCP (50042)의 단자의 선단부(50046)의 두께(K)가 도전
입자(50050)의 입자 지름 (D)보다 큰 경우에는 제 95도와 같은 접속상태로 되고, 도전입자가 뭉개져서 도통이 되고 
있다. 그러나, 제 96도와 같이 접속단자(13)의 두께(K)가 도전입자(50050)의 입자 지름(D)보다 얇은 경우에는, 이 
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방성 도전막(50049)에서는 접착제 (50051)가 충분히 배제되지 않고서 도전입자(50050)에 의한 전기적 접속이 잘 
되지 않는 불합리함을 일으키고 있다.
    

    
또한. 드라이버 IC (50041)로의 입력배선(50044)은 입력 신호와 전원등을 공급하는 다른 기판(이하 버스 기판이라 
함) (50043)과 납땜에 의해 접속되어 있다. 이 버스기판(50043)은 2층 기판으로 되어 있어서 버스배선의 크로스 배
선을 가능하게 하고 있다. 단, 도면에서는 배선 및 접속부의 상세한 것은 생략하고 있다. 여기에서, 제 92도에 있는 바
와 같이 TCP (50042)의 대부분 및 버스기판(50043)이 패널 외형으로부터 외측에 있고, 반도체 칩 실장에 관한 에리
어가 넓어져 있다.
    

또한, 버스기판이 별도부품으로서 필요하고, 소요비용이 높아진다.

    
또한, 제 93도를 사용해서 COG (chip on glass) 방식에 대해서 설명을 한다. 제 93도는 COG 방식에 의한 반도체 칩
의 실장부분의 주요부분의 단면도이다. 패널 기판위에 버스배선(50048)을 설치하려고 하면, 액정 구동용의 드라이버 
IC (50041)로의 입력배선(50047)과의 크로스 배선을 기판위에서 행하지 않으면 아니된다. 또한, 배선은 Au, Ni 등의 
금속막을 사용하기 때문에 저항치를 낮추기 위해 배선 폭을 넓게 할 필요가 있다. 따라서, 반도체 칩 실장에 관한 에리
어가 넓어져, 다시, 금속박막으로, 또한 크로스 배선 처리를 하기 위해 매우 코스트가 높아진다.
    

종래의 액정 표시 장치는, 행전극과 열전극으로 되는 매트릭스 전극에 의해 표시 화소가 구성되고, 액정 표시 소자의 주
변부에 설치한 TAB (Tape-Automated-Bonding) 실장된 반도체 소자의 표시용 구동 신호를 표시 소자의 전극 단자
에 이방성 도전 접착재 혹은 도전고무 커넥터에 의해 접속하고, 공급하고 있다.

제 97도, 98도는 TAB 실장된 반도체 소자를 액정 표시 소자에 접속한 액정 소자 표시 장치의 실장구조의 한 예를 도시
하는 것이다.

도면에 있어서 액정 구동용의 TCP (Tape-Carrier- Package) (50151)는, 가소성 배선부재(50152)에 액정 구동용
의 반도체 소자(111)가 말하자면 TAB 방식으로 실장이 되어 있다.

그래서 이 TCP (50151)의 일변에 설치된 TCP 출력 단자 (50153)를, 액정 표시체(110)의 단자부에 이방성 도전 접
착재 (115)로 접속하고, 그 밖의 변에 설치된 TCP 입력 단자(50154)와 구동 제어 회로기판(50155)은 납땜에 의해 
접속이 되어 있다.

발명이 해결하고자 하는 과제

그러나, 상기한 종래기술은 드라이버 IC 에 입력 신호와 전원 등을 공급하는 별도의 배선기판(버스기판)이 필요하거나, 
금속 박막의 크로스 배선이 필요하거나, 또한 탑재범위도 상당히 넓어져, 염가로, 콤팩트한 액정 표시 장치를 제공하는 
것 어려운 결점을 갖고 있다.

거기에서, 본 발명은 상기한 결점을 해결하기 위해 행해진 것이다. 그 목적으로 하는 바는 그 액정 구동용 반도체 칩의 
탑재 범위를 적고, 엷고, 콤팩트하게 하여, 더욱 염가인 표시 장치를 제공하는 것이다.

또한, 상기한 종래기술은 액정 구동용 반도체 소자 (111)를 TAB 실장법에 의해서 반도체 소자 단품마다의 TCP 형태
로 하여 액정 표시 소자(110)의 전극 단자에 열순(화소애 병렬로 또한 차례로)으로 접속한다. 그래서 TCP 상호의 접
속과, 액정 구동 전원 및 제어 신호(이하 버스 라인이라 씀)를 공급하기 위해 구동 제어 회로 기판(5155)에 접속한다.
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이와 같은 실장구조에 의한 액정 표시 장치의 경우, 특히 칼러 표시 장치에 있어서는 흑백 표시와 동일한 해상도를 얻기 
위해서는 3배의 화소 밀도가 필요하게 되기 때문에 TCP 의 필요한 개수도 3배로 된다. 이것에 수반하여 TCP 상호 접
속 개수가 증가하여 접속 신뢰성이 저하한다. 또한 구동 제어 회로기판(5155)의 배선룰이 단자수가 증가함에 따라 세
밀하게 되어 기판을 다층화 하지 아니할 수가 없기 때문에, 액정 표시 장치가 소형화 할 수 없을 뿐만 아니라, 부품 점
수가 증가해 고액의 것으로 된다.
    

    
다시 제 85도는 일본국 특허공개 평성 2-214826호 공보에 개시된 종래의 칼러 액정 표시 장치의 구조를 도시하는 도
면이고, 칼러 표시의 화소에 대응하기 위해 TCP (5151-1 내지 5151-3)를 3단으로 겹쳐서 실장하고 있으나 구동 제
어 회로기판(5155)으로의 접속하는 곳은 제 84도 구조와 동일하고 화소 밀도가 증가하므로서 접속 개수가 증가하여 
접속 불량이 저감되지 않는다. 또한 TCP 의 다단으로 겹치므로서 두께 방향으로 반도체 소자의 인장이 생겨 소형화 되
지 않는 등의 과제가 있었다.
    

거기에서, 본 발명은 상기한 결점을 해결하기 위한 것으로 그 목적으로 하는 바는 고정밀 또한 고밀도 화소인 칼러 액정 
표시라도 염가로 더욱이 소형화할 수 있는 구조를 하는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

과제를 해결하기 위한 수단

    
본 발명의 액정 표시 장치는, 액정 구동용 반도체 칩을 다층기판 표면에 실장하여, 최소한, 그 칩으로의 입력배선 패턴
과 그 칩으로부터의 출력배선 패턴이 있는 다층기판의 표면과 액정 패널의 단자와 접속되는 단자를 갖는 뒷면과, 그 표
면과 뒷면과의 사이에 최소한 1 층의 중간층을 설치해 그 중간층에 그것의 입력배선 또는 그것의 출력배선 또는 그것의 
양 배선의 일부를 배선 패턴으로서 구비하고, 각각의 배선을 스루홀을 거쳐서 접속하고 있는 다층기판을 패널단자에 전
기적으로 접속하고, 또한, 그 복수의 다층기판간의 도통 접속 수단에 의해 전기적으로 접속되어 있는 것을 특징으로 한
다.
    

작 용

본 발명에 있어서 액정 표시 장치의 구성에 의하면, 버스라인 및 접속단자를 적층기판에 형성하여 거기에 복수의 반도
체 소자를 실장하여 표시 소자의 전극에 접속하는 것으로, 구동 제어 회로 기판이 불필요하게 됨과 동시에 반도체 소자
의 상호 접속 개수가 삭감되기 때문에 신뢰성이 향상하고 장치의 소형화가 가능하게 된다.

실시예

[실시예 1]

다음에 본 실시예를 제 1도 내지 제 4도를 사용해서 설명을 한다.

제 1도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 액정 구동용 반도체 칩을 다층기판 표면에 페이스다운 상태로 본딩한 한 
실시예의 다층기판을 분해해서 표현한 사시도이다.

    
1, 2, 3 은 본 실시예의 다층(3층)기판의 각 층으로서, 1 은 제 1 층, 2 는 제 2 층, 3은 제 3 층이고, 액정 구동용 반
도체 칩(4)은 공지의 방법(예를 들자면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 써서 기판에 접속하는 방법, 또는 이방성 
도전막을 사용하는 방법, 땜납 범프를 사용하는 플립칩 방법등)에 의해 제 1 층(1)의 표면에 페이스다운 본딩되어 있
다. 본딩 후에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 주위 및 액정 구동용 반도체 칩(4)과 제 1 층(1)의 표면과의 사이는 부
식 방지 및 보강을 위해 몰드(20)를 실시하고 있다. 이 몰드재로서, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또
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는 그 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용재 타입, 열경화 타입 등 또는 이들의 병용 타입을 들 수 있다. 제 1 층(1)의 표
면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 입력 패드에 대응하는 입력배선(5)이 패터닝되어 있다. 또한 입력배선(5)은 스루
홀(6)을 거쳐서 제 2 층(2)의 버스배선(10)에 접속되어 있다. 다시, 입력배선(5)의 선단에는 인접하는 다른 동일한 
다층기판과 와이어 본딩하기 위한 랜드(7)가 형성되어 있다.
    

    
또한, 제 1 층(1)의 표면에는 액정 구동 반도체 칩(4)의 출력 패드에 대응하는 출력배선(8)이 패터닝되어 있다. 여기
에서, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력 패드 피치보다 패널의 단자 피치 쪽이 크기 때문에, 각각의 출력 패드와 패널
의 단자가 대응하도록 제 1 층(1) 위에서 패턴을 넓혀서 배선되어 있다. 다시, 출력배선 (8)의 선단에 스루홀(9)을 형
성하고, 제 2 층(2)의 스루홀(11)을 통과하고, 제 3 층(3)의 스루홀(11)을 통과하여, 제 3 층(3)의 스루홀(12)을 거
쳐서 패널과의 접속단자(13)에 접속되어 있다.
    

    
또한, 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층 (3)의 각 층은 알루미나 기재의 저온 동시 소성세라믹 기판이다. 두께는 각각 
0.25mm 의 것을 사용하였다. 입력배선(5), 출력배선(8), 버스배선(10)은 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 
소성물이다. 또한, 스루홀(6, 9, 11, 12)도 동일하게 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 랜드 
(7), 접속단자(13)도 동일하게 Au, Ag, AgPd, Cu등의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 각각의 층마다 공지의 인
쇄방식에 의해 패터닝되고, 각 층을 겹쳐서, 소성하여 일체화하여 완성하고 있다. 각각의 패터닝 소성된 금속의 두께는 
통상 0.001mm 로부터 0.05mm 정도이나, 저항치를 낮추기 위해 0.05mm 로부터 0.2mm 정도로 하여도 좋다.
    

    
단, 제 1 층(1)의 표면의 입력배선(5), 랜드(7), 출력배선(8) 및 제 3 층(3)의 뒷면의 접속단자(13)는 배선 피치, 칫
수 정도등에 따라서는, Au, Ag, AgPd, Cu등의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포트리소 등에 의해 패턴 형성하여도 
좋다. 이때의 패턴 두께는 0.001mm 에서 0.2mm 정도 이다. 또는 인쇄 방식은 아니고 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 증착, 
또는 스퍼터등에 의한 박막 형성후, 포토리소, 도금등의 공정에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.00
5mm 내지 0.1mm 정도이다.
    

소성후의 세라믹 기판은 온도, 습도에 대해서 칫수에 대해서 칫수 안정성이 뛰어나기 때문에, 액정 구동용 반도체 칩(
4)과 다층배선기판(14)과의 접속부분, 및 다층배선기판 (14)의 접속단자(13)와 패널단자(18)와의 접속부분의 접속 
신뢰성이 높다.

    
또한, 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층(3)의 각 층은 별도의 소재로서, 유리 섬유와 에폭시계 수지의 복합 소재이나 
유리 에폭시 판을 사용하여도 좋다. 여기에서, 유리 에족시 판의 두께는 0.1mm 의 것을 사용하였으나, 0.05mm 에서 
0.8mm 정도의 두께의 것이 사용될 수도 있다. 입력배선(5), 출력배선 (8), 스루홀(10), 랜드(7), 접속단자(13)는 각
각의 층마다에 공지의 서브 트랙티브등이나 어디티브법에 의해 구리등의 금속을 패터닝하여, 스루홀(6, 9, 11, 12)은 
구리등의 금속을 공지의 도금법등에 와해, 각층마다, 또는 각층을 겹쳐서 형성 한다. 패터닝된 금속의 두께는 0.001m
m 에서 0.035mm 정도이나, 저저항화나 대전류화에 대항하기 위해, 0.35mm 에서 0.2mm 정도로 하여도 좋다. 각각
의 입력배선(5), 출력 배선(8), 버스배선(10), 랜드(7), 접속단자(13), 스루홀 (6, 9, 11, 12)의 표면은, Ni, Au, C
r, Co, Pd, Sn, Pb, In 등의 단독 또는 복수의 조합의 도금 처리를 실시하여도 좋고, 도금두께는 0.00005mm 에서 0.
005mm 정도이다. 유리 에폭시 판을 사용하면, 상기 세라믹 기판보다 두께를 엷게 할 수 있고, 또한, 사용재료, 제조공
정 등이 일반적이고 염가로 된다.
    

    
더욱 또 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층(3)의 각층은 별도의 소재로서, 폴리이미드(PI), 폴리에칠렌 테레프타레이트
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(PET), 폴리에텔설폰(PES), 폴리카보네이트(PC), 폴리에스텔(PS), 3초산 셀루로스(TAC), 폴리설폰(PS), 아크릴, 
에폭시, 폴리에텔에텔케톤(PEEK), 폴리아리테이트 등의 단독 또는 그들의 몇개를 복합화하는 유기수지 필름을 사용하
여도 좋다. 여기애서, 유기수지 필름의 두께는 0.025mm의 폴리이미드 필름을 사용하였으나, 필름의 두께는 0.001mm 
에서 0.5mm 정도의 것을 사용할 수 있다. 입력배선(5), 출력 배선(8), 버스배선(10), 랜드(7), 및 접속단자(13)는 
각각의 층마다 공지의 서브트랙티브법이나 어디티브법에 의해 구리 등의 금속을 패터닝하여, 스루홀(6, 9, 11, 12)은 
구리등의 금속을 공지의 도금법 등에 의해 각층마다, - 또는 각 층을 겹친 후 형성한다. 또한, 구리등의 금속박에 PI 코
딩(공지의 캐스팅법 등)한 것을 동일하게 패터닝하여, 적층하여도 좋다. 패터닝된 금속의 두께는 0.01mm 에서 0.035
mm 정도이나, 저저항화나 대전류화에 대응하기 위해, 0.035mm 에서 0.2mm 정도로 하여도 좋다. 각각의 배선(5, 8, 
10), 랜드(7), 접속단자(13), 스루홀(6, 9, 11, 12)의 표면은 Ni, Au, Cr, Co, Pd, Sn, Pb, In 등의 단독 또는 복수의 
조합의 도금 처리를 실시해도 좋고, 도금 두께는 0.0001mm 에서 0.05mm 정도이다. 유기수지 필름을 사용하면, 상기 
세라믹 기판, 유리 에폭시판보다 두께를 엷게할 수 있고, 패널단자(18)와의 접속부재(19)에 의한 접속을 용이하게 하
고, 접속 신뢰성, 접속 공정을 간략화할 수 있다.
    

제 2도는 제 1도에 도시한 한 실시예의 다층기판을 액정 표시 패널에 접속한 한 실시예를 도시한다.

제 3도는 제 2도의 접속부의 주요부분을 확대해서 도시한다.

제 4도는 제 2도의 접속부의 주요부분의 단면도를 도시한다.

액정 표시식의 패널(예를들자면 640 * 480 돗트 표시) (16)에 제 1도에 도시한 한 실시예의 다층기판(14)을 X 축에 
16개, Y 축에 5개를 각각 패널단자(18)에 접속하고 있다. 단, 제 2도에서는 X 축의 12개와 Y 축의 5개는 표시하지 아
니함. 다층기판(14)의 단자(13)와 패널단자(18)는, 접속부재(19)에 의해 접속이 되어져있다. 접속부재 (19)는 전기
적 접속을 확보하고 있음과 함께 어느 정도 다층 기판(14)의 패널로의 고정도 겸하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자의 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pd, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금 또는 도금등에 의한 복합금속 입자, 프
라스틱 입자(폴리스칠렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 몇개
를 도금한 입자, 카본 입자등이다. 또한, 이접착제는 스칠렌브타지엔스칠렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔
계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다층기판(14)
의 접속단자(13)와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 브렌드 타입을 사용
한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어서 대어줌로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전막에 UV 경화
성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어서 맞대여서, 패널단자(18) (유리측) 측에서 UV 조사하
여 경화시킨다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 주로 도전입자와 접착제로 구성되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입자, 
Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 입자(
폴리스칠렌, 폴리카보네이트, 아크릴등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그 몇개를 도금한 입
자, 카본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌브타지엔스칠렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계, 우레탄
계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 형상이고, 인쇄 
방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법 등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 이방성 도전 
접착제에 열경화 또는 열가소성과 열경화성과의 브렌드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀
어맞대여줌으로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전 접착제에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층
기판(14)에 밀어 맞대여서, 패널단자(18) (유리측)측에서 UV 조사하여 경화시킨다.
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또한, 패널단자(18)의 노출 부분을 부식으로부터 지키기 위해 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(21)는 다층기
판(14)을 패널에 고정하는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔등의 단독 또는 그것의 
몇개의 혼합 또는 화합물등이고, 용제 타입, 열경화 타입, 광경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이다.

인접하는 다층기판(14)간의 버스배선의 접속은 랜드 (7)를 거쳐서 와이어(15)에 의해 와이어 본딩되어 있다. 와이어
(15)로서, Au, Al, Cu 등의 금속 또는 그들의 금속의 합금(Be, Si, Mg 등을 함유하는 것도 포함함)을 사용할 수 있다. 
와이어 본딩되는 폭은 다층기판의 폭 이내에 수납되고, 제 4도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형이내에 수납 되
도록 콤팩트하게 탑재된다.

    
또한, 여기에서 사용하는 접속부재(19)는 제 21도에 도시하는 바와같이 이방성 도전막이라도 좋고, 주로 도전 입자(3
2)와 접착제(33)로 구성이 되어 있어서, 접착제(33)의 두께(h)는 도전입자(32)의 입자지름(d)보다 엷게 되어 있다. 
또한, 제 22도에 도시하는 바와 같이 이방성 도전막(31)이 세파레이터(34) (테프론, PET 등의 시트(필름), 종이등)
위에 형성이 된 것이라도 좋다. 이 도전입자(32)는 땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pd, Sn 등의 단독 또는 복수의 혼합, 
합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 입자(폴리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Au, Cu, F
e 등의 단독 또는 복수의 도금을 한 입자, 카본 입자등이고, 입자 지름(d)은 0.001mm 에서 0.020mm 정도의 것이다. 
또한, 이 접착제(27)는 스칠렌브타지엔스칠렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계, 우레탄계 등의 단독, 또는 
복수의 혼합 또는 화합물의 접착제이고, 두께(h)는 0.0005mm 에서 0.018mm 정도이다.
    

    
이 이방성 도전막(31)을 패널단자(18)와 다층기판 (14)의 접속단자(13)와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막 (31)
에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입의 접착제를 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)
에 밀어 맞대여주므로서 경화 접속된다. 또한, 이방성 도전막 (31)에 UV 경화성 타입의 접착제를 사용한 경우에는 가
압 헤드를 다층기판(14)에 밀어 맞대여서 패널단자(18) (유리측) 측에서 UV 조사하여 경화시켜서 접속하고 있다. 다
층기판 (14)의 접속단자(12)의 두께(K)가 도전입자(32)의 입자 지름(d)보다 엷은 경우(특히 접속 단자 피치가 0.1
mm 이하의 경우에 현저하다)에 있어서도, 접착제(33)가 충분하게 압착시에 배제되어, 패널단자(18)와 다층기판(14)
의 접속단자(13)가 도전입자(32)에 의해 확실하게 전기적으로 접속되어 있다 (제 10도 참조). 이 접속 상태를 접착제
(33)가 유지하고, 충분한 접속 신뢰성을 확보하고 있다.
    

    
다른 접속부재로서, 제 23도에 도시하는 바와 같이 도전입자(32)와 접속제(33)를 포함하는 액상, 또는 페이스트 형상
의 이방성 도전 접착제(35)를 인쇄방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법등의 공지의 방법에 의해, 패널단자 (16)의 
접속부분에 설치한다. 이때, 이방성 도전 접착제 (35)의 점도, 칙소성 등을 제어하여, 접착제(33)의 두께 (h)가 도전
입자(32)의 입자 지름(d)보다 엷게 되도록 하여, 상기 이방성 도전막의 압착 접속과 같은 방법에 의해, 제 24도에 도
시하는 바와 같이 접속 신뢰성이 높은 접속이 된다.
    

또한, 패널단자(18)의 노출부분을 부식으로부터 보호하기 위해, 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드 (21)는 다층
기판(14)을 패널에 고정시키는 역활도 갖이고 있다. 이 몰드재로서는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 
또는 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제타입, 열경화타입, 광경화테이프 또는 그들의 병용 타입이다.

인접하는 다층기판(14) 사이의 버스배선의 접속은, 래드(7)를 거쳐서 와이어(15)에 의해 와이어 본딩되어 있다. 와이
어(15)로서, Au, Al, Cu 등의 금속 또는 그들의 금속의 합금(Be, Si, Mg 등을 함유하는 것도 포함함)을 사용할 수 있
다. 와이어 본딩되는 폭은 다층기판의 폭 내에 수납되고, 제 4도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형이내에 수납되
도록 콤팩트 하게 탑재된다.
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이와 같이, 본 실시예의 다층기판을 사용하므로서, 종래, TAB 방식에서는 별도의 버스기판을 사용해서 버스배선의 크
로스 배선을 행하고 있던 것을 동일 다층 기판내에서 크로스 배선을 행할 수 있다. 따라서, 기판내의 배선을 고밀도로 
하므로서 TAB 방식으로부터 콤팩트화가 가능하고, 다시 별도의 버스기판을 사용하지 아니하기 때문에 저가격화가 가
능하다.

또한, 종래의 COG 방식에서는 패널기판 위에서 버스 배선의 크로스 배선을 하고 있기 때문에, 버스배선의 에리어가 넓
게 필요하고, 또한 배선 저항치를 낮게하기 위해 금속 배선이 필요하고 코스트가 높게 되는데 대해서, 본 실시예의 다층 
기판을 사용하므로서, COG 방식보다 버스배선 에리어의 스페이스의 절약화, 및 저가격화가 가능하다.

[실시예 2]

본 실시예를 제 5도를 사용해서 설명을 한다.

제 5도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 액정 구동용 반도체 칩을 다층기판 표면에 와이어 본딩한 한 실시예의 다
층기판을 분해해서 도시한 사시도이다.

다층기판의 제 1 층(1)의 표면에, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 입출력 패드에 대응해서 입력배선(5) 및 출력 배선(8)
에 와이어 본딩용 랜드(22)가 형성되어 있다. 그밖에, 패턴, 스루홀, 다층기판의 형성 방법, 구성 및 구조는, 실시예 1
와 동일하다.

액정 구동용 반도체 칩의 뒷면을 다층기판의 도면에 고정하고 액정 구동용 반도체 칩(4)의 입출력 패드와 각각에 대응
하는 다층기판의 제 1 층(1)의 표면의 랜드(22)를 와이어 본딩한다. 와이어(23)는 실시예 1 의 다층기판간의 접속에 
사용한 것과 같은 것이 사용할 수 있다. 또한, 도시는 생략하였으나 실시예 1 과 같이 본딩부 및 와이어부를 보호, 보강
을 위해 몰드하고 있다.

다시, 인접하는 다층기판 간의 버스배선의 접속은, 실시예 1과 같이 본딩부 및 와이어부를 보호, 보강을 위해 몰드하고 
있다.

이와 같이, 본 실시예의 다층기판을 사용함에 있어서도, 종래의 TAB 방식, COG 방식으로부터, 실시예 1 과 같이, 콤팩
트화, 저가격화가 가능하다.

[실시예 3]

본 실시예를 제 6도를 사용해서 설명을 한다.

제 6도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 실시예 1 과 같이, 액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층기판 표면에 페이스
다운 본딩한 다층기판(14)을 액정 표시 패널의 패널 단자(18)에 이방성 도전막(19)을 써서 접속되어 있다. 접속부의 
주요부분은 실시예 1 의 제 4도와 같다. 단, 다층기판의 제 1 층(1)의 입력배선의 선단은 와이어 본딩용의 랜드가 아닌, 
히트 시일, 또는 플렉시블 기판을 접속하는 데에 적합한 형상을 하고 있다.

인접하는 다층기판(14)간의 버스배선의 접속은, 접속기판(24)을 사용해서 접속하고 있다. 접속기판(24) 으로서는 히
트 시일, 또는 플렉시블 기판을 사용할 수가 있다.

접속기판(24)의 접속되는 폭은 다층기판(14)의 폭이내에 수납되어, 실시예 1의 제 4도에 도시하는 바와 같이, 동일하
게 패널(16)의 외형 이내에 수납되도록 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 본 실시예의 다층기판을 사용하므로서도, 종래의 TAB 방식, COG 방식으로부터 실시예 1 과 같이, 콤팩트
화, 저가격화가 가능하다.
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또한, 액정 구동용 반도체 칩의 다층기판 표면으로의 접속, 인접하는 다층기판 간의 전기적 접속에 대해서는, 실시예 1, 
2 및 3 에 표시하는 것을 각각 조합시켜서 사용한 것도 동일하게 가능하고, 각각의 경우에 있어서도 동일하게 콤팩트화, 
저가격화가 가능하다.

그밖에, 본 실시예에서 사용한 반도체 칩을 실장한 다층기판, 및 그 다층기판을 다른 표시 장치 또는 전자 인자 장치에 
실장하는 것은, 반도체 칩의 종류를 프라즈마 디스플레이 구동용 반도체 칩, 또는 EL 구동용 반도체 칩으로 바꾸므로서, 
프라즈마 디스플레이, 또는 EL 표시 장치와 같이 적용이 된다. 또한, 서멀 헤드 구동용 반도체 칩을 꼭같이 다층기판에 
실장하고, 그 다층기판을 서멀 헤드에 꼭같이 접속하므로서 전자 인자 장치에 적용된다.

[실시예 4]

본 실시예를 제 4도, 제7도 내지 제 10도를 사용해서 설명을 한다.

제 7 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 액정 구동용 반도체 칩을 다층 기판 표면에 페이스다운 본딩한 다른 한 
실시예의 다층 기판을 분해해서 도시한 사시도이다.

    
1, 2, 3 은 본 실시예의 다층(3 층) 기판의 각 층으로, 1 은 제 1 층, 2 는 제 2 층, 3 은 제 3 층이고, 액정 구동용 반
도체 칩(4)은 공지의 방법(예를 들자면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 사용해서 기판에 접속하는 방법, 또는 이
방성 도전막을 사용하는 방법, 납에 의한 플립칩 방법등)에 의해 제 1 층(1)의 표면에 페이스다운 본딩 되어 있다. 본
딩 후는 액정 구동용 반도체 칩(4)의 주위 및 액정 구동용 반도체 칩(4)과 제 1 층(1)의 표면과의 사이는 부식 방지 
및 보강을 위해 몰드(20)를 실시하고 있다. 이 몰드재로서 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 그것의 
몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제 타입, 열경화타입, 광경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이다. 제 1 층(1)의 표면
에는 액정 구동용 반도체 칩(4)의 입력 패드에 대응하는 입력배선(5)이 패터닝되어 있다. 또한, 입력배선(5)은 스루홀
(6) 및 스루홀 (25)를 거쳐서 제 2 층(2)의 버스배선(10)에 접속되어 있다. 다시, 제 3 층의 스루홀(26)을 거쳐서, 
제 3 층의 뒷면의 접속단자(27)에 접속되어 있다. 이 접속단자(27)는, 패널 위의 버스배선(28)의 접속단자(29)에 접
속하도록 적정한 형상, 크기, 두께로 되어 있어서, 더욱 패널과의 접속단자(13)의 배열된 다층 기판(14)의 변과 거의 
직각으로 되어 있는 변 측에 배열되어 있다. 도면에서는 일열 배열로 되어 있으나, 복수의 배열로 되어도 좋다.
    

    
또한 제 1 층(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력 패드에 대응하는 출력배선(8)이 패터닝되어 있다. 여
기에서, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력패드 피치보다 페널의 단자 피치의 편이 크기 때문에 각각의 출력 패드와 패
널의 단자가 대응하도록 제 1 층(1)위에서 패턴을 넓혀서 배선되어 있다. 다시, 출력배선(8)의 선단에 스루홀(9)을 형
성하고, 제 2 층(2)의 스루홀(11)을 통과해, 제 3 층 (3)의 스루홀(12)을 거쳐서 패널과의 접속단자(13)에 접속되어 
있다. 여기에서는 3 층의 다층 기판에 있어서 반도체 칩의 패드 피치와 패널의 단자 피치의 정합 방법의 한예를 표시하
였으나, 한층 뿐만 아니고 복수층(2 층이상)에 걸쳐서 정합시켜도 좋다.
    

    
또한, 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층(3)의 각 층은 알루미나 기재의 저온 동시 소성 세라믹크 기판이다. 두께는 각
각 0.25 mm 의 것을 사용하였다. 입력배선(5), 출력 배선(8), 버스배선(10)은 Au, Ag, Ag pd, Cu 등의 단독 또는 
그 몇개의 복합물의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 스루홀 (6, 9, 11, 12, 25, 26)도 꼭같이 Au, Ag, Ag pd, Cu 
등의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 접속단자(13, 27)도 꼭같이 Au, Ag, Ag pd, Cu 등의 단독 또는 그 몇개의 
복합물의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 각각의 층마다 공지의 인쇄 방식에 의해 패터닝되고, 각 층을 겹쳐서, 소
성하여 완성하고 있다. 각각의 패터닝 소성된 금속의 두께는 통상 0.001 mm 에서 0.05 mm 정도이나, 저항치를 낮추
기 위해 0.05 mm 에서 0.2 mm 정도로 하여도 좋다.
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단, 제 1 층(1)의 표면의 입력배선(5), 출력배선 (8) 및 제 3 층(3)의 뒷면의 접속단자(13, 27)는 배선 피치, 칫수 정
도등에 따라서는, Au, Ag, Ag pd, Cu 등의 단독 또는 그것의 몇개의 복합물의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포토리
소 등에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.001 mm 에서 0.2 mm 정도이다. 또는 인쇄 방식은 아니고 
Au, Ag, Cu 등의 증착, 또는 스팻터 등에 의한 박막 형성후, 포토리소, 도금등의 공정에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이
때의 패턴 두께는 0.0005 mm 에서 0.1 mm 정도이다.
    

    
제 8 도는 제 7 도에 도시한 한 실시예의 다층 기판을 액정 표시 패널에 접속하는 주요부분을 분해해서 도시한다. 또한, 
접속부의 주요부분의 단면(제 8 도의 x-x 단면)은 실시예 1 과 같이 제 4 도와 같이 된다. 패널(16)에 있어서, 다층 
기판(14)이 탑재되는 부분에 대응해서 패널 위에 접속단자(18) 및 버스배선(28)과 그 끝 부분이 접속단자(29)가 패
터닝되어 있다. 제 8 도에서는, 직선 패턴으로 도시하고 있으나 배선 저항이나 접속 저항등의 저저항화를 고려하여 배
선이 가능한 에리어 가득히 유효하게 패터닝하여도 좋다. 패널위의 버스 배선(28)은 이 다층 기판간을 이어주는 버스
배선의 역할을 하고 있다.
    

제 9 도는 제 8 도의 실시예와 거의 같으나, 다층 기판(14)의 접속단자(13)가 패널(16)의 내측에 설치되어 있다. 접
속부의 주요부분의 단면(제 9 도의 y-y 단면)은 제 10 도와 같이 되어 패널단자(18)로부터 패널 내부로의 배선 길이
는 제 4 도의 실시예보다 짧아져 배선 저항치를 적게하는 효과가 있다.

이 다층기판(14)의 접속단자(13)와 패널단자(18), 및 접속단자(27)와 패널단자(29)는, 접속부재(19)에 의해 접속
이 취해져 있다. 접속부재(19)는 전기적 접속을 확보하고 있음과 동시에 어느 정도 다층기판(14)의 패널로의 고정도 
겸하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속입자, 프
라스틱 입자(폴리스칠렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 
몇개의 도금한 입자, 카본입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌브타디엔스틸렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 포리에
스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다층 기판
(14)의 접속단자(13, 27)와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열 경화성으로 하여 블렌
드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층 기판(14)에 밀어 맞대이므로서 경화 접속된다. 또한, 이방성 도전막
에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어 맞대여서 패널단자 (18, 29)(유리측) 측애
서 UV 조사하여 경화시킨다. 이 가압 헤드의 형상을 접속단자(13, 27)의 배열 형상에 맞추어서 자 형상의 일체 또는 
복수체로 하면, 1 회의 가압 공정으로 이 다층 기판(14)의 입출력 단자를 패널단자(18, 29)와 각각 일괄해서 접속할 
수 있다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입자, 
Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 입자 (폴
리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 몇개를 도금한 
입자, 카본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌브타디엔스틸렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계, 우레
탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 형상이고, 인
쇄방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법등의 공지의 방법에 의해 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 이방성 도전 
접착제에 열경화성 또는 열 가소성과 열 경화성과의 브렌드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압헤드를 다층 기판(14)에 
맞대이므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전 접착제에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층 기
판(14)에 밀어 맞대여서, 패널단자(18, 29)(유리측)측에서 UV 조사하여 경화시킨다. 이 가압 헤드의 형상을 접속단
자(12, 27)의 배열 형상에 맞추어서 그자 형상의 일체 또는 복수체로 하면, 1 회의 가압 공정에서 이 다층 기판(14)의 
입출력단자를 패널 단자(18, 29)와 각각 일괄해서 접속 할 수 있다.

 - 16 -



등록특허 10-0370698

 
    

또한, 패널단자(18, 28, 29)의 노출부분을 부식으로부터 지키기 위해 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(21)는 
다층기판(14)을 패널에 고정하는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스테르 등의 단독 또
는 그 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용재 타입, 열경화 타입, 광경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이다.

제 4 도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형 이내에 거두어지도록 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 다층 기판 사이의 도통을 취하는 수단으로서, 패널위에 버스배선을 하는 것은, 이 버스배선이 패널의 다른 
배선 패턴과 동시에 형성되기 때문에, 별도의 공정은 필요치 않다. 또한, 히트 시일 등의 별도의 부품은 필요치 않다. 다
시, 입출력 단자의 접속을 일괄할 수 있기 때문에 접속 공수가 삭감된다.

[실시예 5]

본 실시예를 제 4 도, 제 10 도 내지 제 14 도를 사용해서 설명을 한다.

제 11 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서 액정 구동용 반도체 칩을 다층 기판 표면에 페이스다운 본딩한 다른 한 
실시예의 다층 기판을 분해해서 도시한 사시도이다.

    
1, 2, 3 은 본 실시예의 다층(3 층) 기판의 각 층으로, (1)은 제 1 층, (2)는 제 2 층, (3)은 제 3 층이고, 액정 구동용 
반도체 칩(4)은 공지의 방법(예를들자면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 사용해서 기판에 접속하는 방법, 또는 
이방성 도전막을 사용하는 방법, Eoa납에 의한 플립칩 방법등)에 의해 제 1 층 1 의 표면에 페이스다운 본딩 되어 있다. 
본딩 후에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 주위 및 액정 구동용 반도체 칩(4)과 제 1 층(1)의 표면과의 사이는 부식 
방지 및 보강을 위해 몰드(20)를 실시하고 있다. 이 몰드재로시, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 
그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제 타입, 열경화 타입, 광경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이다. 제 1 의 층
(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 입력 패드에 대응하는 입력배선(5)이 패터닝되어 있다. 또한, 입력배선 
(5)은 스루홀(6) 및 스루홀(25)을 거쳐서 제 2 층(2)의 버스배선(10)에 접속되어 있다. 다시, 버스배선(10)은 제 2 
의 층(2)의 스루홀(30)에 접속되고, 다시, 스루홀(30)과 제 3 의 층의 스루홀(26)을 거쳐서, 제 3 층의 뒷면의 접속
단자(27)에 접속되어 있다. 이 접속단자(27)는, 접속단자(13)와 같이 병렬로 되도록 배열되어 있다. 또한, 이 형상, 
크기, 두께도 거의 유사하다. 제 11 도에서는, 접속단자(13 과 27)는 동일형상, 동일피치로 배열이 되어 있음을 도시하
고 있으나, 각각의 단자 내, 단자간에서 달라도 좋다. 또한, 스루홀 (13, 26)은 일열로 배열한 것을 표시하고 있으나, 
복수열로 배열하여도 좋다.
    

    
또한, 제 1 층(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체칩 (4)의 출력 패드에 대응하는 출력배선(8)이 패터닝되어 있다. 여
기에서, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력 패드 피치보다 패널의 단자 피치 편이 크기 때문에, 각각의 출력 패드와 패
널의 단자가 대응하도록 제 1 층(1)위에서 패턴을 넓혀서 배선되어 있다. 다시, 출력배선(8)의 선단에 스루홀 (9)을 
형성하고, 제 2 층(2)의 스루홀(11)을 통과하여, 제 3 층(3)의 스루홀(12)을 거쳐서 패널과의 접속단자 (13)에 접속
하고 있다. 여기에서는 3 층의 다층 기판에 있어서 반도체 칩의 패드 피치와 패널의 단자 피치의 정합 방법의 한예를 도
시하였으나, 한층만이 아니고 복수층(2 층 이상)에 걸쳐서 정합시켜도 좋다.
    

    
또한, 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층(3)의 각 층은 알루미나 기재의 저온 동시 소성 세라믹 크기판이다. 두께는 각
각 0.25 mm 의 것을 사용하였다. 입력배선(5), 출력 배선(8), 베이스 배선(10)은 Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 단독 또
는 몇개의 복합물의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 스루홀 (6, 9, 11, 12, 25, 26, 20)도 동일하게 Au, Ag, Ag 
pd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 접속단자(13, 21)도 동일하게 Au, Ag, Ag pd, Cu 등의 단독 또는 그
것의 몇개의 복합물의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 각각의 층마다 공지의 인쇄 방식에 의해 패터닝되고, 각 층
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을 겹쳐서 소성하여 일체화하여 완성하고 있다. 각각의 패터닝 소성된 금속의 두께는 통상 0.001 mm 에서 0.05 mm 
정도이나, 저항치를 맞추기 위해 0.05 mm 에서 0.2 mm 정도로 하여도 좋다.
    

    
단, 제 1 층(1)의 표면의 입력배선(5), 출력배선(8) 및 제 3 층(3)의 뒷면의 접속단자(13, 27)는 배선피치, 칫수 정
도 등에 따라서는, Au, Ag, Ag pd, Cu 등의 단독 또는 그것의 몇개의 복합물의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포오
토리소 등에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.001 mm 에서 0.2 mm 정도이다. 또는 인쇄 방식은 아
니고 Au, Ag, Cu 등의 증착, 또는 스패터 등에 의한 박막형성후, 포토리소, 도금등의 공정에 따라 패턴 형성하여도 좋
다. 이때의 패턴 두께는 0.0005 mm 에서 0.1 mm 정도이다.
    

    
제 12 도는 제 11 도에 도시한 한 실시예의 다층 기판을 액정 표시 패널에 접속하는 주요부분을 분해하여 도시한다. 또
한, 접속부의 주요부분의 단면(제 12 도의 x-x 단면)은 실시예 1 과 같이 제 4 도와 같이 된다. 패널(16)에 있어서, 
다층 기판(14)이 탑재되는 부분에 대응해서, 패널위에 접속단자 (18) 및 버스배선(28)과 그것의 끝부분에 접속단자(
29)가 패터닝 되어 있다. 접속단자(18 과 29)는 직선위에 설치되어 있다. 제 12 도에서는, 버스배선(28)을 실선으로 
간략하게 표시하고 있으나, 배선 저항이나 접속 저항등을 고려하여 패턴 폭등을 바꾸어서, 각 배선 간의 저항치를 균일
화 하고 있다. 패널위의 버스배선(28)은 이 다층 기판간을 이어주는 버스 배선의 역할을 하고 있다.
    

이 다층 기판(14)의 접속단자(13)와 패널단자(18) 및 접속단자(27)와 패널단자(29)는, 접속부재(19)에 의해 접속
이 취해지고 있다. 접속부재(19)는 전기적 접속을 확보하고 있음과 동시에 어느정도 다층기판(14)의 패널로의 고정도 
겸하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 
프라스틱 입자(폴리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것
의 몇개를 도금한 입자, 카아본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타디엔 스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 
폴리에스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다
층기판(14)의 접속단자(13, 27)와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌
드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어 맞대이므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전
막에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어 대여서 패널단자(18, 29) (유리측) 측에
서 UV 조사하여 경화시킨다. 이 접속단자(13, 27)가 일직선 형상으로 설치되어 있기 때문에, 이 가압 헤드의 형상은 
- 문자형상으로 좋고, 간단한 압착 접속 장치로 접속이 가능하다. 또한, 1 회의 가압 공정으로 이 다층기판(14)의 입
출력 단자를 패널단자(18, 29)과 각각 일괄하게 접속된다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 조로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입자, 
Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 입
자(폴리스틸렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 몇개를 
도금한 입자, 카아본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타이엔스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔
계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 형상
이고, 인쇄 방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법 등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 
이방성 도전접착제에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층 
기판(14)에 밀어대여 주므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전 접착제에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가
압 헤드를 다층기판(14)에 밀어대여서, 패널단자(18, 29)(유리측) 측으로부터 UV 조사하여 경화시킨다. 이 접속단자
(13, 27)가 일직선 형상으로 설치되어 있기 때문에, 이 가압 헤드의 형상은 - 문자 형상으로도 좋고, 간단한 압착 접
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속 장치에서 접속이 가능하다. 또한, 1회의 가압 공정으로 이 다층기판(14)의 입출력 단자를 패널단자(18, 29)와 각각 
일괄해서 접속이 된다.
    

또한, 패널단자(18, 28, 29)의 노출 부분을 부식으로 부터 지키기 위해, 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(21)
는 다층기판(14)을 패널에 고정시키는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 
또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용제 타입, 열경화 타입, 광경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이다.

제 4 도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형이내로 거두어지도록 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 다층 기판간의 도통을 취하는 수단으로서, 패널 위에 버스배선을 하는 것은, 이 버스배선이 패널의 다른 배
선 패턴과 동시에 형성되기 때문에 별도의 공정은 필요치 않다. 또한, 히트 시일 등의 별도의 부품은 필요치 않다. 다시, 
입출력 단자의 접속을 일괄할 수 있기 때문에 접속 공수가 삭감된다.

제 13 도는 제 12 도의 실시예와 거의 같으나, 다층기판 (14)의 접속단자(13)가 패널(16)의 내측에 설치되어 있다. 
접속부의 주요부분의 단면(제 13 도의 Y-Y 단면)은 제 10 도와 같이 되고, 패널단자(18)로 부터의 패널 내부로의 배
선 길이는 제 4 도의 실시예보다 짧아져, 배선 저항치를 적게하는 효과가 있다.

이 다층 기판(14)의 접속단자(13)와 패널단자(18), 및 접속단자(27)와 패널단자(29)는, 접속부재(19)에 의해 접속
이 되고 있다. 접속부재(19)는 전기적 접속을 확보하고 있음과 동시에 어느 정도 다층기판(14)의 패널로의 고정도 겸
하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금등에 의한 복합 금속입자, 프
라스틱 입자(폴리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 
몇개를 도금한 입자, 카본입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌브타디엔스틸렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에
스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다층기판
(14)의 접속단자(13, 27)와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타
입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어대이므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전막에 U
V 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어대여서 패널단자(18, 29) (유리측) 측에서 UV 조
사하여 경화시킨다. 이 접속단자(13, 27)가 일직선 형상으로 설치되어 있기 때문에 이 가압 헤드의 형상은, - 문자형
상으로 족하고, 간단한 압착 접속 장치에서 접속이 가능하다. 또한, 1 회의 가압 공정에서 이 다층기판 (14)의 입출력 
단자를 패널단자(18, 29)와 각각 일괄해서 접속이 된다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 주로, 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입
자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 
입자(폴리스틸렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Fd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 몇개
를 도금한 입자, 카아본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타디엔스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에
스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 
형상이고, 인쇄방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 
이방성 도전 접착제에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층
기판(14)에 밀어 맞대여 주므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전 접착제에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 
가압 헤드를 다층 기판(14)에 밀어대여서, 패널단자(18, 29)(유리측) 측에서 UV 조사하여 경화시킨다. 이 접속단자
(13, 27)가 일직선상으로 설치되어 있기 때문에, 이 가압헤드의 형상은 - 문자형으로 좋고, 간단한 압착 접속 장치로 
접속이 가능하다. 또한, 1 회의 가압 공정으로 이 다층기판(14)의 입출력 단자를 패널단자(18, 29)와 각각 일괄해서 
접속이 된다.
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또한, 패널단자(18, 28, 29)의 노출부분을 부식으로부터 시키기 위해, 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(21)는 
다층기판(14)을 패널에 고정시키는 역할도 하고 있다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또
는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용제타입, 열경화 타입, 광경화 타입등 또는 그들의 병용 타입이다.

제 10 도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형내에 들어가도록 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 다층기판간의 도통을 취하는 수단으로서, 패널위에 버스배선을 하는 것은, 이 버스배선이 패널의 다른 배선 
패턴과 동시에 형성되기 때문에, 별도의 공정은 필요치 않다. 또한, 히트 시일 등의 별도의 부품도 필요치 않다. 더욱이, 
입출력 단자의 접속을 일괄해서 할 수 있기 때문에 접속 공수가 삭감된다.

    
제 14 도는 제 12 도의 실시예와 거의 같으나, 패널위의 버스배선(28)이 다층 기판(14)의 탑재되는 에리어 뿐만 아니
고, 패널 내부의 표시에 영향이 없는 에리어에도 배선이 되어 있다. 따라서, 버스배선(28)에 사용되는 에리어가 넓어져, 
배선 저항치를 보다 적게 하도록 다층기판(14)의 탑재 에리어를 크게 하는 일이 없이 버스배선 폭을 크게 할 수가 있다. 
여기에서 버스배선의 저항치를 적게하는 것은 액정 표시 장치의 표시 품질을 향상시키는 효과가 있다. 접속부의 주요부
분의 단면(제 14 도의 Z-Z 단면)은 제 10 도와 같이 되고, 다층기판 (14)의 탑재 에리어를 보다 콤팩트하게 할 수 있
는, 표시 품질이 좋은 액정 표시 장치로 할 수가 있다.
    

이 다층 기판(14)의 접속단자(13)와 패널단자(18), 및 접속단자(27)와 패널단자(29)는, 접속부재(19)에 의해 접속
이 되고 있다. 접속부재(19)는 전기적 접속을 확보하고 있음과 동시에 어느 정도 다층기판(14)의 패널로의 고정도 겸
하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금등에 의한 복합 금속입자, 프
라스틱 입자 (폴리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 
몇개를 도금한 입자, 카아본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸 브타디엔스틸렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리
에스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다층기판(14)
의 접속단자(13, 27)와의 사이에 설치하고 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입을 사
용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어대여 주므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전막에 UV 경
화성 타입을 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어대여서 패널단자(18, 29) (유리측) 측에서 UV 조사해
서 경화시킨다. 이 접속단자(13, 27)가 일직선 상으로 설치되어 있기 때문에, 이 가압 헤드의 형상은 - 문자형상이 좋
고, 간단한 압착 접속 장치로 접속이 가능하다. 또한, 1 회의 가압 공정으로 이 다층 기판 (14)의 입출력 단자를 패널단
자(18, 29)와 각각 일괄해서 접속할 수 있다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입자, 
Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속 입자, 프라스틱 입
자 (폴리스틸렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Co, Pd, Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb 등의 단독 또는 그것의 몇개를 
도금한 입자, 카아본 입자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타디엔 스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스
텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 상
이고, 인쇄방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 방법등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 이
방성 도전 접착제에 열경화성 또는 열가소성 과열경화성과의 블렌드타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기
판(14)에 밀어대여주므로서 경화 접속된다. 또한, 이 이방성 도전 접착제에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는 가압 
헤드를 다층 기판(14)에 밀어 대여서, 패널단자(18, 29)(유리측)측에서 UV 조사하여 경화시킨다. 이 접속단자(13, 
27)가 일직선형상으로 설치되어 있기 때문에, 이 가압 헤드의 형상은 - 문자 형상으로 좋고, 간단한 압착 접속 장치로 
접속이 가능하다. 또한, 1 회의 가압 공정으로 이 다층 기판(14)의 입출력 단자를 패널단자(18, 29)와 각각 일괄해서 
접속할 수 있다.
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또한, 패널단자(18, 28, 29)의 노출부분을 부식으로부터 보존시키기 위해, 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(
21)는 다층기판(14)을 패널에 고정시키는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 
단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용제 타입, 열경화 타입, 광 경화 타입 등 또는 그들의 병용 타입이
다.

제 10 도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형이내애 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 다층 기판간의 도통을 취하는 수단으로서, 패널위에 버스배선을 하는 것은, 이 버스배선이 패널의 다른 배선 
패턴과 동시에 형성이 되기 때문에, 별도의 공정이 필요치 아니한 것, 또한 히트 시일 등의 별도의 부품도 필요치 아니
한 것, 더욱이, 입력단자의 접속을 일괄하게 할 수 있기 때문에 접속 공수가 삭감되는 것 등에 의해, 보다 염가로 액정 
표시 장치를 공급할 수 있다.

다시, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서, 종래, TAB 방식에서는 별도의 버스기판을 사용해서 버스배선의 크로스 
배선을 행하고 있던 것을, 동일 다층 기판내에서 크로스 배선을 처리하고 있다. 따라서, 기판내의 배선을 고밀도로 하므
로서 TAB 방식보다 콤팩트화가 가능하고, 더욱 별도의 버스기판을 사용하지 아니하기 때문에 저가격화가 가능하다.

또한, 종래의 COG 방식에서는 패널 기판위에서 버스 배선의 크로스 배선은 하고 있기 때문에, 버스배선의 에리어가 넓
게 필요하고, 또한 배선 저항치를 낮게하기 위해 금속 배선이 필요하고 코스트가 높게 되는데 대해서, 본 실시예의 다층
기판을 사용하므로서, COG 방식으로부터 버스배선 에리어의 스페이스의 절약화, 및 저가격화가 가능하다.

[실시예 6]

다음에 본 실시예를 제 15 도 내지 제 18 도를 사용해서 설명을 한다.

제 15 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 2 개의 액정 구동용 반도체 칩을 하나의 다층 기판 표면에 페이스다운 
본딩한 한 실시예의 다층 기판을 분해해서 도시한 사시도이다.

    
1, 2, 3 은 본 실시예의 다층(3 층) 기판의 각층에서, (1)은 제 1 층, (2)는 제 2 층, (3)은 제 3 층이고, 액정 구동용 
반도체 칩(4, 4')은 공지의 방법(예를들자면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 사용해서 기판에 접속하는 방법, 또
는 이방성 도전막을 사용하는 방법, 또는 땜납 범프를 사용한 플립칩 방법등)에 의해 제 1 층(1)의 표면에 페이스다운 
본딩되어 있다. 본딩후는, 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 주위 및 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')과 제 1 층(1)의 표면
과의 사이는 부식 방지 및 보강을 위해 몰드(20)를 실시하고 있다. 이 몰드재로서, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 
등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제타입, 열경화타입, 광경화타입 또는 그들의 병용 타입이다.
    

제 1 층(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 입력 패드에 대응하는 입력 배선(5, 5')이 패터닝되어 있다. 
또한, 입력배선(5, 5')은 스루홀(6)을 거쳐서 제 2 층 (2)의 버스배선(10)에 접속되어 있다. 다시, 입력배선(5, 5')의 
선단에는 인접한 다른 동일한 다층기판과 와이어 본딩하기 위한 랜드(7)가 형성이되어 있다.

    
또한, 제 1 층(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 출력 패드에 대응하는 출력배선(8, 8')이 패터닝되어 
있다. 여기에서, 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 출력 패드 피치보다 패널의 단자 피치의 편이 크기 때문에, 각각의 출
력패드와 패널의 단자가 대응하도록 제 1 층(1) 위에서 패턴을 넓혀서 배선이 되어있다. 더욱이, 출력배선 (8, 8')의 
선단에 스루홀(9)을 형성하고, 제 2 층(2)의 스루홀(11)을 통과하여, 제 3 층(3)의 스루홀(12)을 거쳐서 패널과의 
접속단자(13)에 접속되어 있다.
    

 - 21 -



등록특허 10-0370698

 
    
또한, 제 1 층(1), 제 2 층(2), 제 3 층(3)의 각 층은 알루미나 기재의 저온 동시 소성 세라믹 기판이다. 두께는 각각 
0.25 mm 의 것을 사용하였다. 입력배선(5, 5'), 출력배선(8, 8'), 버스배선(10)은 Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금속 페
이스트의 소성물이다. 또한, 스루홀(6, 9, 11, 12)도 동일하게 Au, Ag, AG Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 
또한, 랜드(7), 접속단자(13)도 동일하게 Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 각각의 층마
다 공지의 인쇄 방식에 의해 패터닝되고, 각 층을 겹쳐서, 소성하여 일체화하여 완성하고 있다. 각각의 패터닝 소성된 
금속의 두께는 통상 0.001 mm 에서 0.05 mm 정도이나, 저항치를 낮추기 위해 0.05 mm 에서 0.2 mm 정도로 하여도 
좋다.
    

    
단, 제 1 층(1)의 표면의 입력배선(5, 5') 랜드(7), 출력배선(8, 8') 및 제 3 층(3)의 뒷면의 접속단자(13)는 배선 피
치, 칫수 정도 등에 따라서는, Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포토리소등에 의해 패턴 형성
하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.001 mm 에서 0.2 mm 정도이다. 또는 인쇄방식은 아니고 Au, Ag, Cu 등의 증착, 
또는 스패터 등에 의한 박막 형성후, 포토리소, 도금 등의 공정에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.0
005 mm 에서 0.1 mm 정도이다.
    

    
이와 같이, 하나의 다층 기판에 2 개의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩하는 것은, 하나의 다층 기판에 1 개의 액정 구동
용 반도체 칩을 본딩한 것 2 개 몫과 비교하면, 입출력 배선을 효율적으로 배선할 수 있고, 반도체 칩도 효율적으로 설
치할 수가 있기 때문때, 필요한 다층 기판의 면적은 적어져, 부품비를 염가로 할 수가 있다. 또한, 다층 기판을 개개로 
분할하는(다이싱, 또는 브레이크 등) 공수나 반도체 칩을 본딩, 몰드하기 위한 다층 기판의 셋트, 리셋트의 공수등도 삭
감되고, 코스트다운이 가능하다.
    

제 16 도는 제 15 도에 도시한 한 실시예의 다층기판을 액정표시 패널에 접속한 한 실시예를 도시한다.

제 17 도는 제 16 도의 접속부의 주요부분을 확대하여 도시한다.

제 18 도는 제 16 도의 접속부의 주요부분의 단면을 도시한다.

액정 표시의 패널(예를 들자면 640 * 480 돗트 표시) (16)에 제 1 도에 도시한 한 실시예의 다층기판(14)을 X 축에 
8 개, Y 축에 5 개를 각각 패널단자(18)에 접속하고 있다. 단, 제 2 도에서는 X 축의 4 개와 Y 축의 5 개는 표시하지 
아니함. 다층기판(14)의 단자(13)와 패널단자(18)는, 접속부재 (19)에 의해 접속이 되어 있다. 도전부재(19)는 전기
적 접속을 확보하고 있음과 함께 어느정도 다층기판(14)의 패널로의 고정도 겸하고 있다.

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전전자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 복수의 혼합, 합금 또는 도금 등에 의한 복합금속 입자, 프라스틱 
입자(폴리스티렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Au, Cu, Fe 등의 단독 또는 복수의 도금을 한 입자, 카아본 입
자 등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타디엔 스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계 우레탄계 등의 단독 
또는 복수의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널단자(18)와 다층기판(14)의 접속단자(13)와의 사이에 설
치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 브렌드타입의 접착제를 사용한 경우에는 가열 가압 
헤드를 다층 기판(14)에 밀어 맞대이므로서 경화접속된다. 또한, 이방성 도전막에 UV 경화성 타입의 접착제를 사용한 
경우에는 가압헤드를 다층기판(14)에 밀어맞대여서, 패널단자(18)(유리측) 측에서 UV 조사하여 경화시킨다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전 접착제가 있고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 땜납 입자, 
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Ni, Au, Ag, Cu, Fb, Sn 등의 단독 또는 복수의 혼합, 합금, 또는 도금등에 의한 복합 금속입자, 프라스틱 입자(폴리스
티렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Au, Cu, Fe 등의 단독 또는 복수의 도금을 한 입자, 카아본 입자등이다. 또
한, 이 접착제는 스틸렌브타디엔스틸렌(SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 복수의 
혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트 형상이고, 인쇄방법, 디스펜서를 사용한 디스펜스 
방법등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속 부분에 설치한다. 이방성 도전 접착제에 열경화성 또는 열가소성
과 열경화성과의 블렌드 타입의 접착제를 사용한 경우에는 가열 가압헤드를 다층기판(14)에 밀어맞대이므로서 경화 접
속된다. 또한, 이방성 도전 접착제에 UV 경화성타입의 접착제를 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14)에 밀어맞
대여서 패널단자(18)(유리측)에서 UV 조사하여 경화시킨다.
    

또한, 패널 단자(18)의 노출부분을 부식에서 보호하기 위해 몰드(21)가 실시되어 있다. 합쳐서 몰드(21)는 다층기판
(14)을 패널에 고정하는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재로서는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 그것
의 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제타입, 열경화 타입, 광경화 타입 또는 그들의 병용 타입이다.

인접하는 다층기판(14)간의 버스배선의 접속은 랜드(7)를 거쳐서 와이어(15)에 의해 와이어 본딩되어 있다. 와이어(
15)로서, Au, Al, Cu 등의 금속 또는 그들의 금속의 합금(Be, Si, Mg 등을 함유하는 것도 포함함)을 사용할 수 있다. 
와이어 본딩되는 폭은 다층 기판의 폭 이내에 수납되고, 제 18 도에 도시하는 바와 같이 패널(16)의 외형이내에 콤팩
트하게 탑재된다.

여기에서, 하나의 다층기판에 2 개의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩한 것을 사용하고 있으므로, 하나의 다층 기판에 7 
개의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩한 것을 접속한 경우보다, 다층 기판간의 접속한 곳은, 8 개소 삭감(14 개소에서 6 
개소로 되어 있음)되어 있다. 이에 따라서, 와이어 (15)의 부재의 삭감, 및 와이어 본딩의 공수의 삭감이 가능하다.

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서, 종래, TAB 방식에서는 별도의 버스 기판을 사용해서 버스배선의 
크로스 배선을 해온 것을, 동일 다층 기판내에서 크로스 배선을 처리하고 있다. 따라서, 기판내의 배선을 고밀도로 하므
로서 TAB 방식 보다 콤팩트화가 가능하고, 더욱 별도의 버스기판을 사용하지 아니하기 때문에 저가격화가 가능하다.

또한, 종래의 COG 방식에서는 패널 기판 위에서 배선의 크로스 배선을 하고있기 때문에 버스배선의 에리어가 넓게 필
요하고, 또한 배선 저항치를 낮게 하기 위해 금속 배선이 필요하고 코스트가 높게 되는데 대해서 본 실시예의 다층 기판
을 사용하므로서, COG 방식보다 버스배선 에러어의 스페이스로 절약화, 및 저가격화가 가능하다.

[실시예 7]

본 실시예를 제 19 도를 사용해서 설명한다.

제 19 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 2 개의 액정 구동용 반도체 칩을 하나의 다층 기판 표면에 와이어 본딩
한 한 실시예의 다층 기판을 분해하여 도시한 사시도이다.

다층 기판의 제 1 층(1)의 표면에, 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 입출력 패드에 대응해서 입력배선(5, 5') 및 출력
배선(8, 8')에 와이어 본딩용 랜드(22)가 형성되어 있다. 그밖에, 패턴, 스루홀, 다층기판의 형성방법, 구성 및 구조는, 
실시예 1 과 동일하다.

액정 구동용 반도체 칩의 뒷면을 다층 기판의 표면에 고정하여 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')의 입출력 패드와 각각에 
대응하는 다층 기판의 제 1 층(1)의 표면의 랜드(22)를 와이어 본딩한다. 와이어(23)는 실시예 1 의 다층 기판간의 
접속에 사용한 것과 동일한 것이 사용이 가능하다. 또한, 도시는 생략하였으나 실시예 1 과 같이 본딩부 및 와이어부를 
동일한 재질의 몰드재로 몰드하고 있다.

더욱이, 인접하는 다층기판간의 버스배선의 접속은 실시예 1 과 같이 와이어 본딩되어 있다. 동일하게, 도시는 생략하
였으나 실시예 1 와 같이 본딩부 및 와이어부를 동일한 재질의 몰드재로 몰드하고 있다.
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이와 같이, 본 실시예의 다층기판을 사용함에 있어서도, 종래의 TAB 방식, COG 방식에서, 실시예 1 과 같이, 콤팩트화, 
저가격화가 가능하다.

[실시예 8]

본 실시예를 제 20 도를 사용해서 설명을 한다.

제 20 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 실시예 1 과 같이, 2 개의 액정 구동용 반도체 칩(4, 4')을 하나의 다
층 기판표면에 페이스다운 본딩한 UV 층 기판(14)을 액정 표시 패널의 단자(18)에 접속부(19)를 사용해서 접속되어 
있다. 접속부의 주요부분은 실시예 1 의 제 18 도와 같다. 단, 다층 기판의 제 1 층(1)의 입력배선의 선단은 와이어 본
딩용의 랜드는 아니고, 히트 시일, 또는 플렉시블 기판을 접속하는 데에 적합한 형상을 하고 있다.

인접하는 다층 기판(14)간의 버스배선의 접선은, 접속 기판(24)을 써서 접속하고 있다. 접속기판(24)으로서는 히트 
시일, 또는 플렉시블 기판을 사용할 수가 있다.

접속기판(24)의 접속되는 폭은 다층 기판(14)의 폭이내에 수납되고, 실시예 1 의 제 18 도에 도시하는 바와 같이, 동
일하게 패널(16)의 외형이내에 수납되도록 콤팩트하게 탑재된다.

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하는데 따라서도, 종래의 TAB 방식, COG 방식으로부터, 실시예 1 과 같이, 
콤팩트화, 저가격화가 가능하다.

또한, 액정 구동용 반도체 칩의 다층 기판 표면으로의 접속, 인접하는 다층기판간의 전기적 접속에 대해서는, 실시예 1, 
2, 3 및 3 에 표시하는 것을 각각 조합시켜서 사용하는 것도 동일하게 가능하고, 각각의 경우에 있어서도 동일하게 콤
팩트화, 저가격화가 가능하다.

그밖에, 본 실시예의 반도체 칩을 실장한 다층기판, 및 그것의 다층 기판을 다른 표시 장치 또는 전자 인자 장치에 실장
하는 것은, 반도체 칩의 종류를 프라즈마 디스플레이 구동용 반도체 칩, 또는 EL 구동용 반도체 칩으로 바꾸므로서 프
라즈마 디스프레이, 또는 EL 표시 장치에 동일하게 적용이 된다. 또한, 서멀 헤드 구동용 반도체 칩을 꼭같이 다층 기판
에 실장하고, 그 다층기판을 서멀 헤드와 같이 접속하므로서 전자 인자장치에 적용된다.

[실시예 9]

다음에 본 실시예를 제 25 도 내지 제 28 도에 의거해서 구체적으로 설명한다.

제 25 도는, 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 반도체 소자를 적층 기판에 실장한 것을 액정 표시 소자에 접속한 경
우의 실장 구조의 한 실시예를 표시하는 단면도이고, 제 26 도는 그것의 평면도이다. 제 27 도는 상기한 액정 표시 소
자의 단자 접속부의 상세한 평면도이다. 제 28 도는 상기한 실장 구조를 사용해서 구성한 경우의 칼러 액정 표시 장치
의 블록도이다.

제 25 도에 있어서, 액정 표시 소자(110)는 내면에 행전극군, 열전극군과 칼러 필터가 형성된 표시기판으로서, 그들 
사이에 액정 조성물이 봉입되고, 전극 단자군(113)이 형성되어 있다.

    
제 25 도 및 제 26 도의 적층기판(112-1, 112-2)에는 액정 구동 출력선(p11 내지 p.3n) 및 버스라인이 패터닝 형
성되고, 각 기판층의 상하 도통접속을 행하는 적층되어 구성되어 있다. 반도체 소자(111-1, 111-2, 111-3)은 접속
단자에 범프가 형성된 액정 구동용 IC 이고, 각각의 반도체 소자(111)는 적층 기판(112)에 형성이 된 접속단자에 페
이스다운 실장으로 접속이 되어 있다. 본 실시예에서는, 3 잭의 칼러 화소에 대응하도록 3 개의 반도체 소자(111-1, 
111-2, 111-3)를 실장하고 있으나 화소수의 증감에 적합한 소자수를 선택하여도 좋다.
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상기 적층기판(112)은 각 반도체 소자의 접속을 위한 단자가 표면층에 반도체 소자(111-1)의 입출력 선 p11 이 제 
1 층에 반도체 소자(111-2)의 입출력선(p21)이 제 2 층에, 반도체 소자(111-3)의 입출력선(p31)이 제 3 층에, 버
스라인이 제 3 층 표면에 형성되어 있다. 또한, 본 실시예의 적층기판(112)은 3 층 구조이나 효율적인 배선 패턴이 형
성이 되면 몇층이라도 좋은 것은 말할나위도 없다. 또한 적층 기판(112)을 구성하는 기판은 본 실시예에서는 열 팽창
에 의한 신축을 고려하여 세라믹을 사용하였으나 플렉시블 기재인 폴리이미드 필름 등을 사용하여도 좋다.
    

제 25 도에서도 명백한 바와 같이, 본 실시예에 의한 반도체 소자 실장 구조에 의하면 액정 표시 소자(110)를 구동시
키기 위한 배선과 버스라인을 기판내에 형성하고 있기 때문에 구동 제어 회로 기판이 불필요하게 되어 구성부품수가 매
우 적어도 되고, 부품 코스트를 대폭으로 삭감할 수 있다.

    
제 27 도에서 적층기판(112-1)과 액정 표시 소자(110)와의 접속은, 각각의 칼러 화소 R(적색)(131-1), G(녹색)(
131-2), B(청색)(131-3) 마다 인출된 액정 표시 소자 전극단자군(113)과 각 화소에 대응한 반도체 소자(111-1) 
군(113)과 각 화소에 대응한 반도체 소자(111-1)(R 용), (111-2)(G 용), (111-2) (B 용)에 접속되고 액정 구동 
출력선 p11(반도체 소자(111-1)의 출력) p21(반도체 소자(111-2)의 출력), p31(반도체 소자(111-2)의 연장에 
형성한 적층 기판 단자군(114)을 위치 맞춤하여 이방성 도전 접착재(115)를 거쳐서 압착기에 의해 180 ℃, 30kg/cm
2, 20 초의 압착 조건으로 접속되어 있다.
    

칼러 표시는 구동 방식이 높이 duty 를 위해 흑백 표시에 비해 크로스토크가 많고 콘트라스트가 저하하는 결점이 있으
나, 본 실시예의 접속 방식에 의하면 각 칼러 전극마다 독립한 반도체 소자의 출력배선을 접속하고, 적정한 구동 파형을 
공급할 수가 있기 때문에 크로스토크가 적고 콘트라스트가 높은 표시를 얻을 수가 있다.

제 28 도는 실시예에 의한 상기 실장 구조를 사용한 칼러 액정 표시 장치의 실시예를 블록도로 도시한 것이고 표시 소
자(10)는 640 x 480 돗트 표시의 STN 형 칼러 액정 표시는, 반도체 소자(11-1 내지 111-12)는 160 출력의 액정 
구동용 세그멘트 드라이버이다.

적층 기판(112-1 내지 112-4)은, 반도체 소자(111-1 내지 111-12)를 R(적색), G(녹색), B(청색) 각색마다 3 
개씩 실장한 것이고, 액정 표시 소자(110)의 외주에 형성된 전극 단자에 4 개 병열로 실장되어 있다. 또한, 반도체 소
자(111-1 내지 111-12)가 실장된 적층기판(112-1 내지 112-4)는 전원 및 제어 신호를 공급하기 위해 서로 4 개 
곳에서 접속되어 있다.

상기한 실장구조에 의해 칼러 액정 표시 장치를 구성한바 반도체 소자의 실장구조가 고밀도화하여, 콤팩트한 액정 표시 
장치가 실현되었다. 또한 종래에 비교해서 액정 표시 소자간의 접속한 곳이 1/3 로 되어 접속 신뢰성이 향상하였다.

본 실시예에 의한 반도체 소자의 실장 구조에 의해 액정 표시 장치를 구성하여 신뢰성 시험을 한바 TS 시험(-30 ˚C 
80 ˚C) 1000 싸이클, TH 시험(60 ˚C 90% RH)1000 시간이라도 문제는 생기지 않고 매우 양호한 접속 신뢰성이 
실현되었다.

[실시예 10]

제 29 도는, 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조를 도시하는 주요 단면도이고, 전자 소자로서 액정 표시 소자 (203)
(이하 LCD 라 함)를 사용한 실시예를 도시하고 있다.

    
제 29 도에 있어서, 내부 도전층(221), 입력배선(204), 출력배선(205), 바이어 홀(261), 범프(206)등을 장비한 적
층 기판(202)위의 소정의 위치에 LSI 1 가 페이스다운 방식으로 실장되어 있다. LSI 1 의 입력.출력의 각 단자는 상기
한 입력배선(204) 및 출력배선(205)에 접속되어 있다. 실장된 LSI 1 은 필요에 따라서 접착제(208)로 고정하고, 다
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시 내습성등의 신뢰성을 향상시킬 수도 있다. 적층기판(201)의 내부에는 내부 도전층(221)이 있고, 스루홀 등에서 각 
기판의 표리 도통을 통과해 각 신호를 입력배선(204)에 전달하는 역할이나 내부 도통부(221)를 그랜드 레벨로 하여 
노이즈 방지의 역할 등을 다하고 있다. 적층기판(202)의 범프(206)부와 LCD(203)의 단자(231)는 ACF(209)를 사
용해서 전기적으로 접속되어 있다. 같은 도면에서는 ACF(209)는 범프(206) 부근의 한정된 스페이스에 사용하고 있으
나 적층기판(202)의 전체면에 걸쳐서 사용해도 좋다.
    

    
제 30 도는 본 실시예의 실장구조의 적층 기판(202)의 1 개의 평면도이다. 같은 도면에 있어서 LSI(201)의 출력 단자
에 접속되어 있는 출력배선(205)은, 바이어홀(261)을 통과해서 적층기판의 표면에서 뒷면으로 도통되고 범프(206)
에 접속되어 있다. 또한 제 31 도는 같은 적층기판(202)의 1 개의 평면도이고 뒷면을 도시한 도면이다. 같은 도면에 
있어서 LSI 출력 단자의 신호를 받은 범프(206)가 필요한 수 지그재그로 정열하여 형성되어 있다. 파인 피치에 대응하
도록 출력단자 피치를 적게하는 경우에는 같은 도면의 2 열의 지그재그 배열을 3 열 4 열로 증가시키므로서 실현이 가
능해진다.
    

본 실시예에서의 각 부품.부재의 특징은 다음과 같다.

LSI(201) ...... 외형 싸이즈가 정방형에 가까운 구조의 것, 외형 단변과 장변의 비가 1:5 이상의 가늘고 긴 후자에서는 
입력단자와 출력단자가 극력한 변에 집중하여 있는 것을 사용 각 단자에는 범프가 부착된 것을 사용.

적층기판(202)...재료로서 세라믹스 유리에폭시 수지등을 사용. 적층수는 3개.

전자소자(203)...액정 표시 소자 등의 전자 소자.

입력배선(204)...Au 만이, Ag Pd, Cu 베이스에 Ni Au 도금을 실시한 것 등

출력배선(205)...입력배선(204)과 같음. 형성 방법은 스루홀 내부에 도전재료를 충전후, 하프컷트 하는 방법과 인쇄에 
의해 적층 기판측면에 형성하는 방법의 2 종류로 행하였다.

출력단자(205a)..위와 같음.

범프(206)......입력배선(204)과 같음. 범프 형상은 원, 4 각형 등으로 정점부에는 플랫트 면이 있는 것이 바람직함. 
범프의 싸이즈는 당연하면서 배선 패턴 핏드에 의해 변하나 절연성을 보존하는 가운데에서 최대 싸이즈로 하는 것이 바
람직함.

몰드(208)......에폭시계 접착제.

ACF(209)......열경화형 ACF : 히따지가세이사제의 품목번호 AC 6000번 계열 7000번 계열

접착제(211)......자외선 경화형 접착제, 열경화형 에폭시계 접착제.

    
제 32 도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조 및 실장 방법을 사용한 LCD 모듈의 한 실시예를 도시하는 평면도 이다. 
같은 도면에 있어서 LCD(203)의 단자에 복수의 적층 기판(202)이 실장되어 있다. 본 실시예에서는, 각 적층기판 (2
02)사이의 접속은 Au, Cu, Al 등의 도전 와이어를 사용하여 와이어 본딩하여 접속하였으나 히트 시일이나 FPC 를 사
용한 방법이라도 좋다. 같은 도면과 같이 대형의 LCD 에 있어서도 본 실장 구조를 사용하므로서 매우 콤팩트 한 실장 
에리어를 실현하고 있다.
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[실시예 11]

제 33 도는, 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조를 도시하는 주요 단면도이고, 전자 소자로서 LCD(203)를 사용한 
실시예를 도시하고 있다. 실시예 10 에 대해서 적층기판(202)을 범프(206)가 LCD(203)측에 오도록 실장하여 있는 
점이 특징이다.

[실시예 12]

제 34 도는, 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조를 도시하는 주요 단면도이고, 전자 소자로서 LCD(203)을 사용한 
실시예를 도시하고 있다. 실시예 10 에 대해서 적층기판(2)의 출력배선(205)을 바이어 홀이 아닌 측면 배선(251)으
로 도통하여, 뒷면의 범프(206)에 접속하고 있는 점이 특징이다.

[실시예 13]

제 35 도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 사용한 감열식 전자인자 장치(이하 전자인자 장치라 함)의 한 실시
예를 도시하는 평면도이다. 같은 도면에 있어서 전자 인자 소자인 포말 프린터 헤드(213)의 단자에 복수의 적층 기판 
(202)이 실장이 되어 있다. 또한 제 36 도는 본 실시예의 전자 인자 장치를 도시하는 평면도이고, LCD 의 경우와 같이 
매우 콤팩트한 실장 에리어를 실현하고 있다.

[실시예 14]

제 37도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 사용한 전자 인자 장치의 한 실시예를 도시하는 평면도이다. 실시예 
13 에 대해서 적층 기판(202)을 1 장의 일체 기판으로 한 것이 특징이다.

[실시예 15]

제 38도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 사용한 전자 인자 장치의 한 실시예를 도시하는 단면도이다. 실시예 
13 에 대해서 실시예 12 와 같은 적층기판(202)을 사용한 것을 특징으로 한다.

[실시예 16]

    
제 39 도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 주요 단면도이다. 전자 소자로서 액정 표시 소
자를 사용한 실시예이다. 제 39 도에 있어서, 내부도전층 (221), 입력배선(204), 출력배선(205)을 장비한 적층 기판
(202) 위의 소정의 위치에 LSI(201)가 페이스다운 방식으로 실장되고, LSI(201)의 입력.출력 각 단자는 상기한 입
력배선(204) 및 출력 배선(205)에 접속되어 있다. 실장된 LSI(202)는 필요에 따라서 접착제(208)에 의해 다시 고정
하고, 내습성 등의 신뢰성을 향상시켜도 좋다. 적층 기판(202)의 내부에 내부 도전층(221)이 있고, 입력배선(204)에 
스루홀 등으로 각 기판의 표리 도통을 통과해서 각 신호를 전달하는 역할이나 내부 도통부(221)가 그랜트 레벨로 되어 
노이즈 방지의 역할 등을 다하고 있다.
    

    
적층 기판(202)의 출력배선(205)은 연장되고 적층 기판(202)의 측면에까지 돌아서 형성되고, 그 측면부가 다른 전자 
소자와 접속이 가능한 출력 단자(204a)로서 형성되어 있다. 그것의 출력단자(205a)와 전자 소자(203)(본 실시예에
서는 액정 표시 소자, 이하 LCD 라 함)는 ACF(207)를 사용해서, 적층 기판(202)과 전자 소자(LCD)(203)의 평면이 
거의 수직으로 되도록 실장되고 전기적으로 접속되어 있다. 적층 기판(202)이 실장된 후, 강도 향상을 위해, 접착제(2
11)에 의해 적층기판(202)과 전자 소자(LCD)(203)를 접착 고정하여도 좋다. 이 실장 방법에 의해 전자소자(203) 
단부의 실장 에리어 칫수 A 는 2 mm 이하로 수습할 수가 있다. 제 40 도는 액정 표시 장치의 평면도이나, 제품 요구 
특성상, 제 40 도의 A 부의 칫수는 적은편이 바람직하고, 특히 LCD 배면에 백 라이트를 장비하는 경우 등에는 본 실시
예의 실장 구조를 사용하므로서 상기 A 부의 칫수가 매우 적어지기 때문에 LCD 모듈로서의 상품성을 매우 높일수가 
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있다.
    

본 실시예에서의 각 부품.부재의 특징은 다음과 같다.

LSI(201)....외형 싸이즈가 정방형에 가까운 구조의 것, 외형 단변과 장변의 비가 1:5 이상의 가늘고 긴 후자에서는 입
력단자와 출력 단자가 극력 한변에 집중되어 있는 것을 사용. 각 단자에는 범프가 부착된 것을 사용.

적층기판(202)...재료로서 세라믹스.유리에폭시 수지등을 사용. 적층수는 3장.

전자소자(203)...액정 표시 소자 등의 전자 소자.

입력배선(204)...Au 만이, AgPd, Cu 베이스에 Ni, Au 도금을 실시한 것 등

출력배선(205)...입력배선(204)과 같음.

출력단자(205a)..위와 같음. 형성 방법으로서, 스루홀(바이어 홀)을 형성후 그 중심부에서 절단하여 단자를 형성하는 
방법과 기판 측면에 도체 패턴을 인쇄하여 형성하는 방법을 사용하였다.

몰드(208)........에폭시계 접착제.

ACF(209)........열경화형 ACF : 히따지가세이사제의 품목번호 AC6000번 계열 7000번 계열로 압착전의 상태에서의 
도전입자 밀도 1000 개/mm 2이상의 것을 사용.

접착제(11).....자외선 경화형 접착제, 열경화형 에폭시계 접착제.

[실시예 17]

    
제 41 도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장구조를 사용한 액정 표시 장치의 한 실시예이다. 같은 도면에 있어서 LCD(
203)의 단자에 복수의 적층기판(202)이 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 사용하여 실장하고 있다. 기판간의 접
속은 Au, Cu, Al 등의 금속 와이어를 사용하여 와이어 본딩으로 하였으나 히트 시일이나 FPC 로 ACF를 사용해서 행
하는 방법 등으로 접속을 하여도 좋다. 같은 도면과 같이 대형의 LCD 에 있어서도 본 실장 구조를 사용하므로서 매우 
콤팩트한 실장 에리어를 실현하고 있다.
    

[실시예 18]

제 42 도는, 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 사용한 감열식 전자 인자장치(이하 전자 인자장치라 함)의 한 실시
예이고, 전자 인자 소자인 서멀 프린터 헤드(213)의 단자에 적층기판(202)이 실장되어 있다. LCD 의 경우와 같이 매
우 콤팩트한 실장 에리어를 실현하고 있다.

[실시예 19]

다음에 본 실시예를 제 43 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 43 도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 방법으로, 입력 단자 및 출력 단지의 배열에 있어서, 그 반도체 소자의 주변
의 어떤 한 변에 출력 단자군만이 해결되고, 그 출력 단자군만이 배열되어 있는 변과 직교하는, 1 변 또는 2 변에 입력
단자군이 배열되어 있는 반도체 소자(304)를 제 1 의 층(301)에 개구부(320)를 설치한 다층 배선 기판(316)에 페이
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스다운 본딩한 한 실시예의 다층기판(311)을 분해한 사시도로, (301, 302, 303)은 본 실시예의 다층(3층) 배선 기판
의 각층에서, (301)은 제 1 층, (302)는 제 2 층, (303)은 제 3 층이고, 제 1 층(301)에 개구부(320)가 설치되어 있
고, 제 2 층(302)의 표면에는, 반도체 소자(304)의 입력 전극에 대응하는 입력배선(305)이 패터닝되어 있다. 또한, 
입력배선(305)은 스루홀(306)을 거쳐서 제 3 층(303)의 버스배선(309)에 접속되어 있다. 다시, 입력배선(305)이 
선단에는 인접한 다른 동일한 다층 배선 기판(311)과 버스 배선의 접속을 하기 위한 랜드(307)가 형성되어 있다.
    

다시, 제 2 층(302)의 출력배선(308)의 선단에 출력단자 스루홀(324)을 형성하고, 제 3 층(303)의 스루홀을 거쳐서 
외부 접속단자(310)에 접속되어 있다.

    
또한, 상기(301, 302, 303)의 각층은 알루미나 기재의 저온 동시 소성 세라믹 기판을 예로 하고 있다. 두께는 각각 0.
25 mm 정도의 엷은 것을 사용하여, 입력배선(305), 출력 배선(308), 버스배선(309)은 Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금
속 페이스트의 소성물이다. 또한, 스루홀(306, 324)도 동일하게 Au, Ag, AG Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이
다. 또한, 랜드(307), 외부 접속단자(310)도 꼭같이 Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 
각각의 층마다 공지의 인쇄 방식에 의해 패터닝되고, 각 층을 겹쳐서, 소성하여 일체화하여 완성하고 있다. 각각의 패터
닝 소성된 금속의 두께는 통상 0.001 mm 에서 0.005 mm 정도이나, 저항치를 낮추기 위해 0.05 mm 에서 0.2 mm 정
도로 하여도 좋다.
    

    
단, 제 1 층(1)의 표면 입력배선(305), 랜드(307), 제 2 층(302)의 출력배선(308) 및 제 3 의 뒷면의 외부 접속 단
자(310)는 배선 피치, 칫수 정도 등에 따라서는, Au, Ag, Ag Pd, Cu 등의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포토리소 
등에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.001 mm 에서 0.2 mm 정도가 좋다. 또는 인쇄 방식은 아니고 
Au, Ag, Cu 등의 증착, 또는 스패터 등에 의한 박막형성후, 포토리소, 도금등의 공정에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이
때의 패턴 두께는 0.005 mm 에서 0.1 mm 정도가 좋다.
    

또한 다층 배선 기판의 재질은 금번은 세라믹 기판을 예로해서 설명하고 있으나, 그밖에도 칼러에포, 종이페놀, 폴리미
드 등의 재질을 사용해도 좋다.

[실시예 20]

다음에 실시예를 제 44도, 제 45 도를 사용해서 설명을 한다.

제 44 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 사시도이고, 실시예 19 에서 표시한 다층 배
선 기판(311)에 반도체 소자(304)를 공지의 방법(예를 들자면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 사용해서 기판에 
접속하는 방법, 또는 이방성 도전막을 사용하는 방법 등)에 의해, 반도체 소자(304)가 제 1 층(301)의 개구부(320)
를 통과해서, 제 2 층(302)의 표면에 페이스다운 본딩되어 있다.

페이스다운 후에는, 반도체 소자(304)의 주위 및 반도체 소자(304)와 제 2 층(302)의 표면과의 사이는 부식 방지 및 
보강을 위해 몰드제가 충전되어 있다. 제 2 층(302)의 표면에는, 반도체 소자(304)의 입력 전극에 대응하는 입력 배선
(305)이 패터닝되어 있는 것이 특징이다.

[실시예 21]

다음에 본 실시예를 제 46도, 제 47도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 46 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 사시도이고, 실시예 19 로 도시한 다층 배선 
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기판(311)의 제 1 층(301)에 설치되어 있는 개구부(320)를 통과해서 반도체 소자(304)가 능동면을 위면에 위치하도
록 접착제 등으로 고정하고, 반도체 소자(304)의 전극(325)과 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 와이어 본딩
용 랜드(318)를 와이어 본딩 실장 방식으로 실장한 한 실시예이다. 와이어 본딩용 랜드(318)의 피치로서는 60 ㎛ 에
서 300 ㎛ 로 설치되어 있고, Au 와이어(312)로 전극(325)과 와이어 본딩용 랜드(318)를 접속하고 있는 것을 특징
으로 하고 있다.
    

제 47도는 실시예 20에 있어서의 반도체 소자의 실장방법의 한 실시예의 단면도이다.

[실시예 22]

다음에 본 실시예를 제 48 도, 제 49도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 48 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 부품마다 분해하여 도시하는 사시도이고, 실시예 20 
에서 도시한 반도체 소자(304)가 다층배선 기판(311)의 제 1 층(1)의 개구부(320)를 통과해서, 제 2 층(302)에 페
에스타등 실장된 반도체 소자의 버스배선의 실장 방법을 도시한 한 실시예로, 복수개의 반도체 소자(304)의 실장된 다
층 배선 기판(311)의 버스배선(307)을, 버스배선용 FPC(326)로 행하는 것으로, 버스배선용 FPC 에는 다층배선기판
(711)의 랜드(307)에 대응하는 버스배선용 접속 랜드(328)가 구성이 되어 있고, 랜드(307)와 버스배선 접속 랜드(
328)가, 땝납, 또는 이방성 도전막 등으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.
    

제 49 도는, 제 48 도의 실장후의 정면도이다.

[실시예 23]

다음에 본 실시예를 제 50 도, 제 51 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 50 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 부품마다 분해해서 도시하는 사시도이고, 실시예 20 
으로 표시한 반도체 소자(304)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)을 통과해서, 제 2 층(302)에 
페이스다운 실장된 반도체 소자의 버스배선의 실장 방법을 표시한 한 실시예로, 복수개의 반도체 소자(304)의 실장된 
다층 배선 기판(311)의 버스배선(309)을, 복수개의 개구부(329)를 설치한 버스배선용 PCB 기판으로 행하는 것으로, 
버스배선용 PCB 기판에는 다층 배선 기판(311)의 랜드(307)에 대응하는 버스 배선용 접속 랜드(328)가 구성되어 있
고, 랜드(307)와 버스배선 접속 랜드(328)가 땝납, 또는 이방성 도전막등으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.
    

제 51 도는, 제 50 도의 실장후의 정면도이다.

[실시예 24]

다음에 본 실시예를 제 52도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 52 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 사
시도이고, 실시예 20 로 표시한 반도체 소자(304)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)를 통과하
여, 제 2 층(302)에 페이스다운 실장된 반도체 소자의 버스 배선의 실장 방법을 도시한 한 실시예로, 복수개의 반도체 
소자(304)의 실장된 다층 배선 기판(311)의 버스배선을, 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 표면에 설치되어 
있는 랜드(307)를 사용해서 와이어 본딩 실장 방법으로 Au 와이어 (312)로 접속한 것은 접속한 것을 특징으로 하고 
있다.
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[실시예 25]

다음에 본 실시예를 제 53 도, 제 54 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 53 도는 본 실시예의 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 부품마다 분해해서 표시하는 사시도이고, 실시예 20 
으로 표시한 반도체 소자(304)가 다층배선기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)를 통과해서 반도체 소자 (304)
가 능동면을 위면에 위치하도록 다층 배선 기판(311)의 제 2 층(302)에 접착제 등으로 고정되고, 반도체 소자 (304)
의 전극(325)과 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 와이어 본딩용 랜드(318)를 와이어 본딩 실장 방식으로 실
장한 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선의 실장 방법을 표시한 한 실시예로 복수개의 반도체 소자(304)의 실장
된 다층 배선 기판(311)의 버스배선(309)을, 버스배선용 FPC(326)로 행하는 것으로, 버스배선용 FPC 에는 다층 배
선 기판(311)의 랜드(307)에 대응하는 버스배선용 접속 랜드(328)가 구성되어 있고, 랜드(307)와 버스배선 접속 랜
드(328)가, 땝납, 또는 이방성 도전막 등으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.
    

제 54 도는, 제 53 도의 실장후의 정면도이다.

[실시예 26]

다음에 본 실시예를 제 55 도, 제 56 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 55 도는 본 실시예의 반도체 소자으이 실장 구조의 한 실시예를 부품마다 분해해서 도시한 사시도이고, 실시예 20 
으로 표시한 반도체 소자(304)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)를 통과해서, 반도체 소자(30
4)가 능동면을 위면에 위치하도록 다층배선기판(311)의 제 2 의 층(302)에 접착제 등으로 고정되어, 반도체 소자(3
04)의 전극 (325)과 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 와이어 본딩용 랜드(318)를 와이어 본딩 실장 방식으로 
실장한 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선의 실장 방법을 표시한 한 실시예로, 복수개의 반도체 소자(304)의 실
장된 다층 배선 기판(311)의 버스배선(309)을, 복수개의 개구부(329)를 설치한 버스배선용 PCS 기판으로 행하는 것
으로 버스배선용 PCB 기판에는 다층배선기판(311)의 랜드(307)에 대응하는 버스 배선은 접속 랜드(328)가 구성되
어 있고, 랜드(307)와 버스배선 접속 랜드(328)가, 땝납, 또는 이방성 도전막 등으로 접속되어 있는 것을 특징으로 하
고 있다.
    

제 56 도는, 제 55 도의 실장후의 정면도이다.

[실시예 27]

다음에 본 실시예를 제 57 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 57 도는 본 반도체 소자의 실장 구조의 한 실시예를 도시하는 사시도이고, 실시예 20 으로 표시한 반도체 소자(30
4)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)를 통과해서, 반도체 소자(304)가 능동면을 위면에 위치하
도록 다층 배선 기판(311)이 제 2 층(302)에 접착제 등으로 고정되어, 반도체 소자(304)의 전극(325)과 다층 배선 
기판(311)의 제 1 층(301)의 와이어 본딩용 랜드(318)를 와이어 본딩 실장 방식으로 실장한 복수의 다층 배선 기판
(311)의 버스배선의 실장방법을 표시한 한 실시예로, 복수개의 반도체 소자(304)가 실장된 다층 배선 기판(311)의 
버스배선을, 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 표면에 설치되어 있는 랜드(307)를 사용하여, 와이어 본딩 실장 
방법으로 Au 와이어(312)로 접속한 것을 특징으로 하고 있다.
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[실시예 28]

다음에 본 실시예를 제 58 도를 사용해서 설명한다.

    
제 58 도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 전자 광학 장치인 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시하는 단
면도이고, 실시예 22 에서 표시한 반도체 소자(304)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)를 통과
해서, 제 2 의 층(302)에 패이스다운 실장된 반도체 소자가 복수개 실장된 다층 배선 기판(311)의 버스배선(309)을, 
버스배선용 FPC(326)로 실장한 다층 배선 기판(311)을 액정 표시 장치에 실장한 것으로, 다층 배선 기판(311)의 외
부 접속단자(310)와 패널단자(315)는, 이방성 도전막(311)에 의해 접속이 되어 있다. 이방성 도전막(316)은 전기적 
접속을 확보하고 있음과 동시에, 어느정도 다층 배선 기판(311)의 액정 패널(213)로의 고정도 겸하고 있다. 이방성 도
전막(316)에 열경화성, 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입을 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층 배선 기
판(311)에 밀어 맞대여 주므로서 경화 접속된다. 또한, 이방성 도전막(316)에 UV 경화성 타입을 사용한 경우에는, 가
압 헤드를 다층 배선 기판(311)에 밀어 맞대여서 패널단자(315)(유리측) 측에서 UV 조사하여 경화시킨다.
    

또한, 패널단자(315)의 노출 부분을 부식으로부터 보호하기 위해, 몰드(330)가 충전되어 있다. 합쳐서 몰드(330)는 
다층 배선 기판(311)을 액정 패널(313)에 고정시키는 역할도 하고 있다.

이와 같이, 본 실시예의 다층 배선 기판(311)을 사용하므로서, 종래, TCP 방식에서는 곤란하게 되어 있던 80 ㎛ 이하
의 미세한 피치에 대응할 수 있다.

또한, 종래의 COG 방식에서는 액정 패널 기판 위에서 버스배선의 크로스 배선을 하고 있기 때문에, 액정 패널의 버스 
배선의 에리어가 넓게 필요로 하고, 또한 배선 저항치를 낮게 하기 위해 금속 배선이 필요하고, 코스트가 높게 되는데 
대해서, 본 실시예의 다층 배선 기판(311)을 사용하므로서, COG 방식보다 버스배선 에리어의 스페이스 절약화, 및 저
가격화가 가능하다.

[실시예 29]

다음에 본 실시예를 제 59 도를 사용해서 설명한다.

    
제 59 도는 본 발명의 반도체 소자의 실장 구조를 전자 인자 장치인 서멀 프린터의 헤드 부분에 실장한 한 실시예를 도
시하는 단면도이고, 실시예 22 로 표시한 반도체 소자(304)가 다층 배선 기판(311)의 제 1 층(301)의 개구부(320)
를 통과하여 제 2 층(302)에 페이스다운 실장된 반도체 소자가 복수개 실장된 다층 배선 기판(311)의 버스배선(309)
을 버스 배선용 FPC(328)로 실장한 다층 배선 기판(311)을 전자 인가 장치의 서멀 프린터 헤드에 실장한 것으로, 다
층 배선 기판(311)의 외부 접속단자(310)와 패널단자(315)는 이방성 도전막(316)에 의해 접속이 되어 있다.
    

[실시예 30]

다음에 본 실시예를 제 60 도를 사용해서 설명한다.

제 60 도는 실시예 23 의 단층 배선 기판의 실장 구조를 전자 광학 장치인 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시
하는 단면도이다. 실시예 28 에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 복수의 개구부(321)를 갖는 버스 
배선용 PCB 기판(327)을 사용해서 실장되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 31]

다음에 본 실시예를 제 61 도를 사용해서 설명한다.
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제 61 도는 실시예 23 의 다층 배선 기판의 실장 구조를, 전자 인자 장치의 서멀 프린터의 헤드 부분에 실장한 한 실시
예를 도시하는 단면도이다. 실시예 29에 대해서 복수의 다층선 기판(311)의 버스배선을 복수의 개구부(321)를 갖는 
버스배선용 PCB 기판(327)을 사용해서 실장되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 32]

다음에 본 실시예를 제 62도를 사용해서 설명한다.

제 62 도는 실시예 20 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 광학 장치인 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시
하는 사시도이다. 실시예 28 에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 와이어 본딩에 의한 Au 와이어(31
2)로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 33]

다음에 본 실시예를 제 63 도를 사용해서 설명한다.

제 63 도는 실시예 20 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 인자 장치인 서멀 프린터의 헤드 부분에 실장한 한 실시
예를 도시한 사시도이다. 실시예 29 에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 와이어 본딩에 의한 Au 와
이어(312)로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 34]

다음에 본 실시예를 제 64 도를 사용해서 설명한다.

제 64 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 광학 장치인 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시
하는 단면도이다. 실시예 28 에 대해서 반도체 소자(304)의 입출력 단자의 접속을 와이어 본딩으로 실장하고 있는 것
을 특징으로 하고 있다.

[실시예 35]

다음에 본 실시예를 제 65 도를 사용해서 설명한다.

제 65 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 인자 장치인 서멀 프린티의 헤드 부분에 실장한 한 실시
예를 도시하는 단면도이다. 실시예 29에 대해서 반도체 소자(304)의 입출력 단자의 접속을 와이어 본딩으로 실장하고 
있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 36]

다음에 본 실시예를 제 66 도를 사용해서 설명한다.

제 66 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 광학 장치의 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시
하는 단면도이다. 실시예 34 에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 복수의 개구부(321)를 갖는 버스 
배선용 PCB 기판(327)을 사용해서 실장되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 37]

다음에 본 실시예를 제 67 도를 사용해서 설명을 한다.

제 67 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 인자 장치인 서멀 프린터의 헤드 부분에 실장한 한 실시
예를 도시하는 단면도이다. 실시예 35에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 복수의 개구부(321)를 갖
는 버스배선용 PCB 기판(327)을 사용해서 실장되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.
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[실시예 38]

다음에 본 실시예를 제 68 도를 사용해서 설명한다.

제 68 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 광학장치인 액정 표시 장치에 실장한 한 실시예를 도시하
는 사시도이다. 실시예 28 에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 와이어 본딩에 의한 Au 와이어(312)
로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 39]

다음에 본 실시예를 제 69도를 사용해서 설명한다.

제 69 도는 실시예 21 의 다층 배선 기판의 실장 구조를 전자 인자 장치인 서멀 프린터의 헤드 부분에 실장한 한 실시
예를 도시하는 사시도이다. 실시예 29에 대해서 복수의 다층 배선 기판(311)의 버스배선을 와이어 본딩에 의한 Au 와
이어 (312)로 접속되어 있는 것을 특징으로 하고 있다.

[실시예 40]

본 실시예를 제 70 도를 사용해서 설명을 한다.

제 70 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 실시예 1 과 같이 액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층기판 표면에 페이
스다운 본딩한 다층 기판(14)을 액정 표시 패널의 단자(18)에 접속부재(19)를 써서 접속되어 있다. 접속부의 주요 부
분은 실시예 1 의 제 4 도와 같다. 단, 다층 기판은 다층 기판간의 접속 길이를 축소시키기 위해, 와이어 본딩에 필요한 
부분만이 돌출해 있다.

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서, 다층 기판에 불필요한 부분을 갖는 일이 없이 필요한 최소한의 형상
으로 다층 기판간의 거리를 축소시키므로서, 와이어 본딩의 와이어 길이가 짧아져, 와이어의 단선에 의한 접속 불량의 
발생이 저감하고, 저가격으로 신뢰성이 높은 액정 표시 장치가 가능하다.

[실시예 41]

본 실시예를 제 71 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 71 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 실시예 1 과 같이, 액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층기판 표면에 페이
스다운 본딩한 다층 기판(14)을 액정 표시 패널의 단자(18)에 접속부재(19)를 써서 접속되고, 다층 기판간은 와이어 
본딩에 의해 접속되어 있다. 접속부의 주요 부분은 실시예 1의 제 4도와 같다. 단, 다층 기판은 상층은 다른 층보다 적
어져 있고, 다층 기판의 끝부분에 단차가 형성되어 있고, 인접하는 다층 기판간의 접속은 와이어 본딩을 2 단으로 나누
어서 행하고 있다.
    

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서 그 와이어 본딩을 복수단으로 나눔으로서, 와이어 본딩용의 랜드를 
정리할 수가 있어 그 결과, 다층 기판의 외형을 적게 하고, 콤팩트화, 저가격화가 가능하다.

[실시예 42]

본 실시예를 제 72 도를 사용해서 설명을 한다.

    
제 72 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 실시예 1 과 같이, 액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층 기판 표면에 페이
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스다운 본딩한 다층 기판(14)을 액정 표시 패널의 단자(18)에 접속부재(19)를 사용해서 접속되어 있다. 접속부의 주
요부분은 실시예 1 의 제 4 도와 같다. 단, 제 72 도의 M 부는 다층 기판은 위층과 아래층과의 사이에 최소한 한층의 
중간층을 설치하여, 그 중간층 또는 아래층 또는 중간층 및 아래층을 위층보다 면적을 적게 하고 있기 때문에, 홈형상으
로 되어 있다.
    

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서 그것의 다층 기판의 위층 이외의 중간층 또는 아래층 또는 중간층 및 
아래층의 양편을 위층보다 면적을 적게하여, 치공구를 설치하는 부분을 설치하므로서 재작업시의 취급을 용이하게 한다.

[실시예 43]

본 실시예를 제 73 도 내지 제 75 도를 사용해서 설명을 한다.

제 73 도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 액정 구동용 반도체 칩을 다중 기판 표면에 페이스다운 본딩한 한 실시
예의 다층 기판을 분해하여 도시한 사시도이다.

    
1, 2, 3 은 본 실시예의 다층(3 층) 기판의 각 층으로, (1)은 제 1 층, (2)는 제 2 층, (3)은 제 3 층이고, 실시예 1 과 
같이 액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층 기판 표면에 페이스다운 본딩되어 있다. 본딩후는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 
주위 및 액정 구동용 반도체 칩(4)과 제 1 층(1)의 표면 사이는 부식 방지 및 보강을 위해 몰드하고 있다. 제 1 의 층
(1)에 대응하는 입력배선(5)이 패터닝되어 있다. 또한, 입력 배선(5)은 스루홀(6)을 거쳐서 제 2 층(2)의 버스배선(
10)에 접속되어 있다. 다시, 입력배선(5)의 선단에는 인접한 다른 동일한 다층 기판과 와이어 본딩하기 위한 랜드(7)
가 형성되어 있다,
    

또한, 제 1 층(1)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력 패드에 대응하는 출력배선(8)이 패터닝되어 있다. 여
기에서, 액정 구동용 반도체 칩(4)의 출력 패드 피치보다 패널의 단자 피치편이 크기 때문에, 각각의 출력 패드와 패널
의 단자가 대응하도록 제 1 층(1) 위에서 패턴을 넓혀서 배선되어 있다. 더욱이, 출력배선(8)의 선단에 스루홀(9)을 
형성하고 제 1 층의 뒷면의 패널과의 접속단자(13)에 접속되어 있다.

또한, 상기 1, 2, 3 의 각층은 실시예 1 과 같이, 알루미나 기재의 저온 동시 소성 세라믹 기판이다.

제 74 도는 제 73 도로 도시한 한 실시예의 다층 기판을 액정 표시 패널에 접속한 한 실시예의 주요 부분의 단면을 도
시한다.

제 75 도는 제 73 도에 도시한 한 실시예의 다층 기판을 액정 표시 패널에 접속한 한 실시예의 주요부를 도시한다.

이와 같이, 본 실시예의 다층 기판을 사용하므로서, 액정 표시 패널단자 위에서 다층 기판의 일부를 액정 표시 패널 단
자 위에서 벗어나므로서, 액정 표시 장치의 두께를 얇게 할 수 있다.

그밖에, 본 실시예의 반도체 칩을 실장한 다층 기판, 및 그 다층 기판을 다른 표시 장치 또는 전자 인자 장치에 실장하
는 것은, 반도체 칩의 종류를 프라즈마 디스프레이 구동용 반도체 칩, 또는 EL 구동용 반도체 칩으로 바꾸므로서, 프라
즈마 디스프레이, 또는 EL 표시 장치와 같이 적용이 된다. 또한, 서멀 헤드 구동용 반도체 칩을 동일하게 다층 기판에 
실장하고, 그 다층 기판을 서멀 헤드에 동일하게 접속하므로서 전자 인자 장치에 적용될 수 있다.

[실시예 44]

본 발명의 다른 한 실시예를 제 76 도, 제 77 도, 제 78 도를 사용해서 설명을 한다. 제 76 도, 제 77 도는 본 발명의 
액정 표시 장치에 있어서, 액정 구동용 반도체 칩을 다층 기판 표면에 페이스다운 본딩한 한 실시예의 다층 기판을 도시
한 사시도이다. 이 다층 기판의 재질, 구성은 실시예 1의 다층 기판과 같다. 설치 구멍(432)을 설치하고 있다. 설치 구
멍(432)의 형상을 도면에서는 원형의 것을 도시하였으나, 장방형, 타원, 정방형, 긴구멍 등의 형상이라도 좋다.
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제 77 도는 제 76 도, 제 77 도로 도시한 다층 기판(431a 내지 431d)을 사용한 본 발명의 액정 표시 장치를 도시한다. 
액정 구동용 반도체 칩(4)을 다층 기판 표면에 탑재한 다층 기판(14, 431a 내지 431d)을 패널(16)에 접속하고 있다. 
다층 기판(431a 내지 431d)에 설치 구멍(432)을 거쳐서 패널(16), 백라이트 유니트(435)와 외장 화장 케이스(436)
의 일체물, 외장 화장 케이스 위(433)를 고정용 나사(434)에 의해 고정하고 있다. 이에 따라, 본 발명의 액정 표시 장
치로 외장 화장 케이스를 PC(퍼스날 컴퓨터) 등의 외장 케이스와 겸용할 수가 있고, 종래의 액정 표시 장치에서는 별도 
부품으로서 필요했던 프레임, 금속 틀 등의 부품을 삭감할 수 있어 부품비의 저감이 가능하다. 또한, 조립 공수도 간략
화할 수 있어 가공 공수도 저감된다.
    

    
여기에서, 다층 기판(14, 431a 내지 431d)과 패널 단자(18)는 실시예 1 과 같이 접착 부재(19)로 접속되고 몰드(2
1)에 의해 접착 보강이 되어 있으나, 케이스에 내장시킨 후의 강도(내진동 강도)를 향상시키기 위해 패널단자(18)와 
다층 기판(14, 431a 내지 431d)의 측면, 또는, 뒷면에 몰드(21)를 실시하여도 좋다. 이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우
레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용제 타입, 광경화 타입 또는 그들의 병용 타
입이다.
    

다층 기판의 패턴과 설치 구멍과의 사이의 위치 정도는 ±0.1mm 이하로 할 수가 있으므로서, 패널 패턴의 위치와 설치 
구멍과의 위치 정도는 ±0.2mm 이하를 확보할 수 있다. 케이스인 외장 화장 케이스(436)로의 조립은 이 설치 구멍을 
사용하고 있기 때문에, 백라이트 유니트(435)에 대한 위치 재현성과 외장 화장 케이스 위(433)로의 패널 표시 에리어
와의 위치 재현성을 확보 향상할 수 있다. 그래서, 설치용 나사(434)로 조립을 한 경우는 리워크 재조립이 용이하다.

또한, 프라스틱제의 손잡이가 있는 압정 형상의 부품 등을 사용하면 조립시에 밀어넣는 것만으로 조립 고정이 가능해져, 
간단한 조립이 가능하다. 여기에서, 백라이트 유니트(435)와 외장 화장 케이스(436)는 양면 테이프 등으로 고정하는 
방식, 또한, 설치용 갈고리 등에 의해 고정하는 방식 등이라도 좋다.

[실시예 45]

    
본 발명의 다른 한 실시예를 제 79 도 내지 제 81 도를 사용해서 설명한다. 제 79 도, 제 81 도로 도시하는 바와 같이, 
다층 기판(437a 내지 437d)의 사이즈를 유리 단자(18)의 단면보다 크게 설계하여, 설치용 잘라낸 형상을 유리 단면으
로부터 외측으로 내어 고정시키고 있다. 이 다층 기판의 재질, 구조는 실시예 1 의 다층 기판과 같으나, 실치용 잘라낸
(438) 것을 설치하고 있는, 설치용 잘라냄(438)의 형상은 도면 중에서는 반원 형상의 것을 도시하였으나, 장방형, 정
방형, 빗살형, 타원, 긴구멍 등의 전체 부분 또는 일부분의 형상이라도 좋다. 여기에서, 설치용 잘라낸 것의 위치를 다층 
기판(437a 내지 437d)의 중앙에 설치하고 다층 기판 긴변 방향의 중심선에 대해 좌우 대상의 형상이면, 4 개의 부품
을 1 종류로 할 수가 있는 등 부품의 표준화가 가능하다.
    

    
제 80 도는 제 79 도에 도시한 다층 기판(437a 내지 437d)를 사용한 본 발명의 액정 표시 장치를 도시한다. 액정 구
동용 반도체 칩(4)을 다층 기판 표면에 탑재된 다층 기판(14, 437a 내지 437d)을 패널(16)에 접속하고 있다. 다층 
기판(437a 내지 437d)에 설치용 잘라낸(438) 것을 거쳐서, 패널(16), 백라이트 유니트(435)와 외장 화장 케이스(4
36)의 일체물, 외장 화장 케이스 위(433)를 고정용 나사(434)에 의해 고정하고 있다. 이에 의해, 본 발명의 액정 표시 
장치로 외장 화장 케이스를 PC(퍼스널 컴퓨터) 등의 외장 케이스와 겸용할 수가 있고, 종래의 액정 표시 장치에서는 별
도 부품으로서 필요로 했던 프레임, 금속 틀 등의 부품을 삭감할 수 있고, 또한, 다층 기판(437a 내지 437d)의 설치용 
잘라낸 것(438)의 형상 통일의 부품의 표준화도 가능하기 때문에 부품비의 저감히 가능하다. 더욱이, 부품 점수의 삭
감에 의해 액정 표시 장치 조립도 간략화되어 가공 공수도 저감이 된다.
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여기에서, 제 81도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서 다층기판(437a 내지 437d)의 접속부분의 단면을 도시한다. 
다층기판(14, 437a 내지437d)와 패널 단자(18)는 접착부재(19)와 몰드(21)에 의해 접착 보강이 되어 있으나, 케이
스에 내장된 후의 강도(내진동강도)를 향상시키기 위해 패널단자(18)의 단면과 다층기판(14, 437a 내지 437d)의 측
면 또는 뒷면에 몰드(21)를 실시하여도 좋다.

이 몰드재는, 에폭시, 아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 몇개의 혼합 또는 화합물 등이고, 용제 타입, 광경화 
타입 또는 그들의 병용 타입이다.

    
다층기판의 패턴과 설치용 잘라낸 곳 사이의 위치 정도는 ±0.1mm 이하로 할 수가 있므로서 패널 패턴위 위치와 설치
용 잘라낸 곳의 위치 정도는 ±0.2mm 이하를 확보할 수 있다. 케이스인 외장 화장 케이스(43b)로의 조립은 이 설치용 
잘라낸 곳을 사용하고 있기 때문에, 백라이트 유니트(435)에 대한 위치 재현성과 외장 화장 케이스 위(433)로의 패널 
표시 에리어와의 위치 재현성을 확보 향상할 수 있는, 그래서, 설치용 나사(434)로 조립을 한 경우는 리워크 재조립이 
용이하다. 또한, 프라스틱제의 손잡이가 있는 압정형상의 부품등을 사용하면 조립시에 밀어 넣는 것만으로 조립 고정이 
가능해져, 간단한 내장이 가능하다. 여기에서, 백라이트 유니트(435)와 외장 화장 케이스(436)는 양면 테이프 등으로 
고정하는 방식, 또는 설치용 걸이 등에 의해 고정시키는 방식이라도 좋다.
    

[실시예 46]

다음에 본 발명의 한 실시예를 제 82도 내지 제 89도를 사용해서 설명한다.

제 82도는 본 발명의 액정 표시 장치에 있어서, 3개의 액정 구동용 반도체 칩을 하나의 다층기판 뒷면에 페이스다운 본
딩한 한 실시예의 다층기판(6000)을 도시한다.

제 83도는 상기 제 82도의 다층기판(6000)을 분해해서 도시한 사시도이다. 여기에서, 액정 구동용 반도체 칩 (1100, 
1200, 1300)의 출력측의 패드 피치 P1 는 80 ㎛ 이고, 패널단자(18)의 피치 P2 는 50 ㎛ 이고, P1> P2 의 관계로 
되는 경우의 실시예이다. 이 패널단자 피치 P2 = 50 ㎛ 는 6인치 클라스의 VGA 칼러의 액정 표시 장치에 있어서 필요
로 하는 미세한 접속 피치이다.

    
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 는 본 실시예의 다층 (5층) 기판의 각 층에서, 1000 은 제 1 층, 2000 은 제 2 의 
층, 3000 은 제 3 층, 4000 은 제 4 층, 5000 은 제 5 층이고, 액정 구동용 반도체 칩(1100, 1200, 1300)은 공지의 
방법(예를 들면, 반도체의 Au 범프를 Ag 페이스트를 사용해서 기판에 접속하는 방법, 또는 이방성 도전막을 사용 하는 
방법, 또는 납땜 범프를 사용한 플립칩 방법등)에 의해 제 1 층(1000)의 표면에 페이스다운 본딩되어 있다. 본딩 후에
는, 액정 구동용 반도체 칩(1100, 1200, 1300)의 주위 및 액정 구동용 반도체 칩(1100, 1200, 1300)과 제 1 의 층
(1000)의 표면과의 사이는 부식 방지 및 보강을 위해 몰드(20)를 실시하고 있다(도시생략함). 이 몰드재로서, 에폭시, 
아크릴, 우레탄, 폴리에스텔 등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제 타입, 열경화 타입, 광경화타입 
또는 그들의 병용 타입이다.
    

제 84도는 제 1 층의 배선, 스루홀, 관통구멍등을 도시하는 평면도이다.

제 85도는 제 2 층의 배선, 스루홀, 관통구멍등을 도시하는 평면도이다.

제 86도는 제 3 층의 배선, 스루홀, 관통구멍등을 도시하는 평면도이다.

제 87도는 제 4 층의 배선, 스루홀, 랜드등을 도시하는 평면도이다.

제 88도는 제 5 층의 배선, 스루홀, 접속단자등을 도시하는 평면도이다.
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제 1 층(1000)의 표면에는, (1100, 1200, 1300)의 입력 패드에 대응하는 입력배선(1110, 1210, 1310)의 패터닝 
되어 있다. 또한, 입력배선(1110, 1210, 1316) (단, 1110-1, 1110-N, 1210-1, 1210-N, 1310-1, 1310-N)을 
제외함)은 각각의 스루홀(1120, 1220, 1320)을 거쳐서 제 2 층(2000)의 버스배선(2020)에 접속되어 있다. 다시, 
제 2 층(2000)의 버스배선(2020)은 제 2 층(2000)의 스루홀(2030), 제 3 의 층(3000)의 스루홀(3030)을 거쳐서, 
제 4 층(4000)의 버스배선(4020)에 접속되어 있다. 입력배선(1110-1, 1110-N, 1210-1, 1210-N, 1310-1, 1
310-N)은 카스켓 접속하기 위해, 다른 입력 배선과 다른 배선을 하고 있다. 즉, 액정 구동용 반도체 칩(1100)의 입력 
배선(1110-1)은 제 1 층(1000)의 스루홀(1120-1), 제 2 층(2000)의 스루홀(2120), 및 제 3 의 층(3000)의 스
루홀(3120)을 거쳐서 배선(4020)에 접속하고 있다. 액정 구동용 반도체 칩(1100)의 입력 배선(1110-N)은 제 1 층
(1000)의 스루홀(1120-N), 제 2 층(2000)의 스루홀(2120)을 거쳐서, 제 3 층(3000)의 배선(3020)에 접속하고 
있다. 또한, 액정 구동용 반도체칩(1200)의 입력배선(1210-1)은 제 1 층(1000)의 스루홀(1220-1), 제 2 층(200
0)의 스루홀(2220)을 거쳐서, 제 3 층(3000)의 배선(3020)에 접속하고, 입력 배선(1210-N)은 제 1 층(1000)의 
스루홀(1220-N), 제 2 층(2000)의 스루홀(2220)을 거쳐서, 제 3 층(3000)의 배선(3020)에 접속하고 있다. 또한, 
액정 구동용 반도체 칩(1300)의 입력 배선(1310-1)은 제 1 층(1000)의 스루홀(1320-1), 제 2 층(2000)의 스루
홀(2320)을 거쳐서 배선(3020)에 접속하고 있다. 액정 구동용 반도체 칩(1300)의 입력 배선(1310-N)은 제 1 층(
1000)의 스루홀(1320-N), 제 2 의 층(2000)의 스루홀(2320)을 거쳐서, 제 3 층(3000)의 배선(3020)에 접속하고 
있다. 더욱이, 그 배선(3020)은 제 3 층(3000)의 스루홀(3120)을 거쳐서, 제 4 층(4000)의 배선(4020)에 접속하고 
있다. 다시, 배선 (4020)에는 인접한 다른 동일한 다층기판과 와이어 본딩 하기위한 랜드(4040)가 형성되어 있다. 이 
랜드(4040)에 대응하도록, 제 1 층(1000), 제 2 층(2000), 제 3 의 층(3000)에 관통구멍(1010, 2010, 3010)의 
설치되어 있고, 와이어 본딩 하기 쉽게 하고 있다.
    

    
또한, 제 1 층(1000)의 표면에는, 액정 구동용 반도체 칩(1100, 1200, 1300)의 출력 패드에 대응하는 출력배선(11
30, 1230, 1330)이 패터닝되고, 제 2 층(2000)의 스루홀(2140, 2240, 2340) 제 3 층(3000)의 스루홀(3140, 32
40, 3340), 제 4 층(4000)의 스루홀(4140, 4240, 4340) 및 제 5 층(5000)의 스루홀 (5140, 5240, 5340)을 거쳐
서 배선(5050), 접속 단자(5060)에 접속되어 있다. 여기에서, 1100, 1200, 1300 의 출력 패드 피치보다 패널의 단
자 피치의 편이 적기 때문에, 각각의 출력 패드와 패널의 단자가 대응하도록 제 1 의 층(1000)의 표면에서 패턴을 끼
고 배선되어 있다. 본 실시예에서는, 스루홀(1140, 1240, 1340, 2140, 2240, 2340, 3140, 3240, 3340, 4140, 42
40, 4340)를 각각 일열로 설치하고 있으나, 복수열의 지그재그 배열등이라도 관계없다. 또한, 출력 패드 피치와 패널
의 단자 피치의 정합을 복수 층에 걸쳐서 행하여도 좋다.
    

    
또한, 제 1 층(1000), 제 2 층(2000), 제 3 의 층(3000), 제 4 층(4000), 제 5 층(5000)의 각 층은 알루미나 기재
의 저온 동시소성 세라믹기판이다. 두께는 각각 0.25mm 의 것을 사용하였다. 입력배선(1110, 1210, 1310, 1110-1, 
1210-1, 1310-1, 1110-N, 1210-N, 1310-N), 출력배선(1130, 1230, 1330), 배선(2020, 3020, 4020, 505
0)은 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 또한, 스루홀(1120, 1220, 1320, 1120-1, 1220-1, 1
320-1, 1120-N, 1220-N, 1320-N, 1140, 1240, 1340, 2030, 2120, 2220, 2320, 2340, 3030, 3120, 3140, 
3240, 3340, 4140, 4240, 4340, 5140, 5240, 5340)도 동일하게 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물
이다. 또한, 랜드(4040), 접속 단자(5060)도 동일하게 Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 소성물이다. 그들은 
각각의 층마다 공지의 인쇄 방식에 의해 패터닝되고, 각층을 겹쳐서 소성하여 일체화하여 완성하고 있다. 각각의 패터
닝 소성된 금속의 두께는 통상 0.01mm 에서 0.05mm 정도이나, 저항치를 낮추기 위해서 0.05 mm 에서 0.2mm 정도
로 하여도 좋다.
    

    
단, 제 1 층(1000)의 표면의 입력배선(1110, 1210, 1310, 1110-1, 1210-1, 1310-1, 1110-N, 1210-N, 131
0-N) 출력배선(1130, 1230, 1330) 및 제 5 층(5000)의 뒷면의 배선(5050), 접속단자(5060)는 배선 피치, 칫수 
정도등에 따라서는, Au, Ag, AgPd, Cu 등의 금속 페이스트의 전체면 인쇄후, 포토리소 등에 의해 패턴 형성하여도 좋

 - 38 -



등록특허 10-0370698

 
다. 이때의 패턴 두께는 0.001mm 에서 0.2mm 정도이다. 또는 인쇄 방식은 아니고 Au, Ag, Cu 등의 증착, 또는 스패
터 등에 의한 박막형성 후, 포토리소, 도금등의 공정에 의해 패턴 형성하여도 좋다. 이때의 패턴 두께는 0.0005mm 에
서 0.1mm 정도이다.
    

본 실시예의 다층기판은 5층 구조의 것이었으나, 당연하게, 다른 층수라도 상관없다. 또한, 노이즈 대책이나 정전기 대
책등을 위해 중간에 그랜드층을 1층 또는 복수층 설치해도 좋다.

    
이와 같이, 액정 구동용 반도체 칩의 출력측의 패드 피치 P1 가 80 ㎛ 로, 패널 단자의 접속 피치 P2 가 50 ㎛ 라는 것
과 같이, P1> P2 의 관계로 되는 경우에 는, 종래예인 TCP 로 복수개의 액정 구동용 반도체 칩을 액정 표시 장치에 
탑재하면 인접한 TCP 끼리가 겹쳐지거나, 입력 단자로의 버스배선 기판의 접선이 곤란하거나 하는 불합리함이 있었으
나, 본 실시예의 다층기판을 사용하므로서 각 인접하는 다층기판의 겹침도 없고, 콤팩트하게 탑재할 수가 있다. 따라서, 
금후 점점 증가할 PDA (퍼스널 디지탈 어시스턴스) 등의 소형 정보 단말기기의 표시 장치로서, 대용량 표시(VGA, X
GA 규격 등)이고, 더욱 또 경량 박형화, 콤팩트화에 대응하는 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.
    

    
또한, 하나의 다층기판에 3개의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩하는 것은, 하나의 다층기판에 1개의 액정 구동용 반도체 
칩을 본딩한 것 3개 몫과 비교하면, 입출력 배선을 효율적으로 배선할 수 있어, 반도체 칩도 효율적으로 설치할 수 있기 
때문에, 필요한 다층기판의 면적은 적어져, 부품비를 염가로 할 수 있다. 또한, 다층기판을 하나하나 흐트러뜨리는 (다
이상, 또는 브레이크 등) 공수나 반도체 칩을 본딩, 몰드하기 위한 다층기판의 셋트, 리셋트의 공수 등도 삭감되고, 코
스트 다운이 가능하고, 염가인 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.
    

제 89도는 제 82도에 도시한 한 실시예의 다층기판을 액정 표시 패널에 접속한 한 실시예를 도시하는 도면이다.

    
칼러 액정 표시형의 패널(16) (예를들자면 640 * 3 * 480 돗트 표시)에 제 82도에 도시한 한 실시예의 다층기판 (6
000) (160 출력이 액정 구동용 반도체 칩을 3개 탑재하고 있음)을 X 축에 4개, 실시예 1 과 같은 다층기판(14) (24
0 출력의 액정 구동용 반도체 칩을 1개 탑재하고 있음)을 Y 축에 2개를 각각 패널 단자(18)에 접속하고 있다. 단, 도
면 중에는 패널 배선, 및 다층기판의 배선은 표시하지 아니함. 다층기판 (14, 6000)의 접속단자(13, 5060)와 패널단
자(18)는, 실시예 1과 같이 접속부재(19)에 의해 접속이 취해져 있다. 도전 부재(19)는 전기적 접속을 확보하고 있는 
거와 동시에 어느 정도 다층기판(14, 6000)의 패널의 고정도 겸하고 있다.
    

    
여기에서 사용하는 접속부재(19)는 이방성 도전막이고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전입자는 
땜납 입자, Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 복수의 혼합, 합금 또는 도금등에 의한 복합 금속입자, 프라스틱 
입자(폴리스틸렌, 폴리카보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Au, Cu, Fe 등의 단독 또는 복수의 도금을 한 입자, 카아본 입자
등이다. 또한, 이 접착제는 스틸렌 브타디엔 스틸렌 (SBS)계, 에폭시계, 아크릴계, 폴리에스틸계, 우레탄 등의 단독 또
는 복수의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전막을 패널 단자(18)와 다층기판(14, 6000)의 접속 단자 (13, 5060)
와의 사이에 설치하고, 이방성 도전막에 열경화성 또는 열가소성과 열경화성과의 블렌드 타입의 접착제를 사용한 경우
에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14, 6000)에 밀어맞대이므로서 경화 접속된다. 또한, 이방성 도전막에 UV 경화성 타
입의 접착제를 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14, 6000)에 밀어 맞대여, 패널단자(18) (유리측) 측에서 UV 
조사해서 경화시킨다.
    

    
다른 접속부재로서, 이방성 도전접착제가 있고, 주로 도전입자와 접착제로 구성이 되어 있다. 이 도전 입자는 땜납입자, 
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Ni, Au, Ag, Cu, Pb, Sn 등의 단독 또는 복수의 혼합, 합금, 또는 도금 등에 의한 복합 금속입자, 프라스틱 입자(폴리
스틸렌, 폴리카아보네이트, 아크릴 등)에 Ni, Au, Cu, Fe 등의 단독 또는 복수의 도금을 한 입자, 카아본입자 등이다. 
또한, 이 접착제는 스틸렌브타디엔스틸렌(SBS)계, 애폭시계, 아크릴계, 폴리에스텔계, 우레탄계 등의 단독 또는 복수
의 혼합 또는 화합물이다. 이 이방성 도전 접착제는 액상, 또는 페이스트상이고, 인쇄 방법, 디스펜서를 사용한 디스펜
스 방법등의 공지의 방법에 의해, 패널단자(16)의 접속부분에 설치한다. 이방성 도전 접착제에 열경화성 또는 열가소
성과 열경화성과의 블렌드 타입의 접착제를 사용한 경우에는 가열 가압 헤드를 다층기판(14, 6000)에 밀어 맞대여서 
경화 접속된다. 또한, 이방성 도전 접속제에 UV 경화성 타입의 접착제를 사용한 경우에는 가압 헤드를 다층기판(14, 
6000)에 밀어 맞대여서, 패널단자(18) (유리측) 측에서 UV 조사하여 경화시킨다.
    

또한, 패널단자(18)의 노출부분을 부식으로부터 보호하기 위해, 몰드(21)가 실시되어 있다(도면에서는 생략하고 있음). 
합쳐서 몰드(21)는 다층기판(14, 6000)을 패널에 고정하는 역할도 갖고 있다. 이 몰드재로서는, 에폭시, 아크릴, 우레
탄, 폴리에스텔등의 단독 또는 그것의 몇개의 혼합 또는 화합물이고, 용제 타입, 열경화 테이프, 광경화 타입 또는 그들
의 병용 타입이다.

    
인접하는 다층기판(14) 사이, 및 다층기판(6000) 사이의 버스배선의 접속은, 랜드(7, 4040)를 거쳐서 와이어 (15)
에 의해 와이어 본딩되어 있다. 또한, 채널의 X 축 및 Y 축의 끝에 위치하는 다층기판(14) 및 다층기판(6000)의 각각
의 한쪽의 입력 단자는 중계기판(7000)에 와이어(15)에 의해 와이어 본딩되어 있다. 더욱이, 중계기판(7000)에는 외
부에서 신호 및 전원등을 넣기 위한 접속부재(8000)가 접속되어 있다. 이 접속부재(8000)에는, 도면에서는 생략하고 
있으나, 배선 패턴이 1층 또는 복수층에 있고, 또한 전자 부품등도 탑재되어 있어도 관계없다. 와이어(15)로서 Au, A
l, Cu 등의 금속 또는 그들의 금속 합금(Be, Si, Mg 등을 함유하는 것도 포함한다)을 사용할 수 있다. 또한, 와이어 본
딩부, 와이어부 등을 부식으로부터 보호하기 위해, 및 기계적으로 보강하는 등을 위해 몰드(21)가 동일하게 실시되어 
있다(도면에서는 생략하였음). 와이어 본딩되는 폭은 다층 기판의 폭 이내에 수납되고, 콤팩트하게 되어 있다.
    

여기에서, 하나의 다층기판에 3개의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩한 것을 사용하고 있으므로, 하나의 다층 기판에 1개
의 액정 구동용 반도체 칩을 본딩한 것을 접속한 경우보다, 다층기판간의 접속한 곳은, 8개 곳 삭감(11 개소에서 3개소
로 되어 있음)되어 있다. 이에 따라서, 와이어(15)의 부재의 삭감, 및 와이어 본딩의 공수의 삭감이 되어 있다.

이와 같이, 본 실시예의 다층기판을 사용하므로서, 종래, TAB 방식에서는 별도의 버스기판을 사용해서 버스배선의 크
로스 배선을 하고 있던 것을, 동일 다층기판 내에서 크로스 배선을 처리하고 있다. 따라서, 기판내의 배선을 고밀도로 
하므로서 TAB 방식보다 콤팩트화가 가능하고, 더욱 별도의 버스기판을 사용하지 않기때문에 저가격화가 가능하다.

또한, 종래의 COG 방식에서는 패널 기판 위에서 버스 배선의 크로스 배선을 하고 있기 때문에, 버스배선의 에리어가 
널리 필요하고, 또한 배선 저항치를 낮게하기 위해 금속배선이 필요하고 코스트가 높게 되는데 대해서 본 실시예의 다
층기판을 사용하므로서, COG 방식보다 버스배선 에리어의 스페이스 절약화, 및 저가격화가 가능하다.

또한, 액정 구동용 반도체 칩의 출력측의 패드 피치 P1 가 80 ㎛ 으로, 패널단자의 접속 피치 P2 가 50 ㎛ 와 같이, P
1> P2 의 관계로 되는 경우에 있어서도, 각 인접하는 다층기판의 겹침도 없고, 콤팩트하게 탑재할 수가 있고, 금후 점
점 증가할 PDA (퍼스널 디지탈 어시스턴스)등의 소형 정보 단말기의 표시 장치로서, 대용량 표시(VGA, XGA 등)이고, 
더욱 또 경량 박형화, 콤팩트화에 대응하는 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.

    발명의 효과

본 발명은 이상 설명한 바와 같이 반도체 소자의 입출력 배선, 버스라인 및 접속단자를 적층 기판에 형성하고 거기에 복
수의 반도체 소자를 실장하여 표시 소자의 전극에 접속하는 것으로, 구동 제어 회로기판이 불필요하게 됨과 동시에 반
도체 소자의 상호 접속 개수가 삭감되기 때문에 신뢰성이 향상되어 장치의 소형화가 가능해진다. 또한, 각색마다 독립
한 반도체 소자 출력을 공급하기 위한 표시 품위가 향상하는 효과가 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.

서로 대향하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 다층 기판을 복수개 구비한 액정 표시 장치에 있어서,

각각의 상기 다층기판의 한쪽 면에 반도체칩이 각각 실장되며,

각각의 상기 다층기판의 한쪽 면에는, 각각의 상기 반도체 칩에 접속된 입력 배선 패턴 및 상기 반도체 칩에 접속된 출
력 배선 패턴을 각각 가지며,

각각의 상기 다층기판의 한쪽 면 및 상기 다층기판의 다른 쪽 면의 사이에는 버스배선을 각각 가지며,

각각의 상기 입력 배선 패턴은 각각의 상기 버스 배선에 쓰루홀을 통하여 각각 접속되며,

각각의 상기 다층 기판의 다른 쪽 면에는 접속단자를 각각 구비하며,

상기 출력 배선 패턴은 각각의 상기 접속 단자에 각각 쓰루홀을 통하여 접속되며,

인접하는 상기 다층 기판의 입력 배선 패턴이 도통 접속 수단에 의해서 서로 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 상기 액
정 표시 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 반도체 칩은 페이스다운 본딩 또는 와이어 본딩을 이용하여 각각의 상기 다층 기판의 한쪽 면에 
각각 실장되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 청구항 제1항의 다층기판의 출력 접속 단자와 패널 단자의 전기적인 접속에 이방성 도전막을 사용하
는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 4.

제 1항에 있어서, 청구항 제1항의 다층기판의 출력 접속 단자와 패널 단자의 전기적 접속에 이방성 도전 접착제를 사용
하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 5.

제 1항에 있어서, 청구항 제1항의 복수의 다층기판 사이의 도통 수단으로서 와이어 본딩, 히트 시일 접속 또는 유동성 
기판 접속을 사용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 6.

제 1항에 있어서, 청구항 제1항의 복수의 다층기판 사이의 도통 수단으로서 패널 상의 배선을 사용하는 것을 특징으로 
하는 액정 표시 장치.

청구항 7.

제 6항에 있어서, 청구항 제6항의 패널 상의 배선을 패널 단자부와 패널 셀 내부에 설치하는 것을 특징으로 하는 액정 
표시 장치.
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청구항 8.

제 6항에 있어서, 청구항 제6항의 패널 상의 배선과 청구항 제1항의 다층기판의 입력 배선과의 접속과, 청구항 제1항
의 다층기판의 출력 배선과 패널 단자와의 접속을 일괄해서 행하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 9.

제 8항에 있어서, 청구항 제8항의 접속을 이방성 도전막으로 행하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 10.

제 8항에 있어서, 청구항 제8항의 접속을 이방성 도전 접착제로 행하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 11.

제 1항에 있어서, 청구항 제1항의 다층기판에 복수개의 액정 구동용 반도체 칩을 실장하는 것을 특징으로 하는 액정 표
시 장치.

청구항 12.

제 9항에 있어서, 청구항 제9항의 상기 이방성 도전막으로서, 도전 입자 지름 보다도 접착제 두께를 얇게 한, 상기 이방
성 도전막을 사용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 13.

제 10항에 있어서, 청구항 제10항의 상기 이방성 도전 접착제로서, 도전 입자 지름보다도 접착제 두께를 얇게 한,상기 
이방성 도전 접착제를 사용하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 14.

액정표시 장치에 있어서,

서로 대향하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 적층기판과,

상기 적층 기판의 한쪽 면에 실장된 복수의 반도체 장치와,

상기 적층기판이 다른 쪽 면이 실장된 액정 표시소자를 포함하며,

상기 적층기판은, 상기 반도체 장치에 접속된 복수의 배선을 가지며,

상기 적층기판은, 상기 적층기판의 다른 쪽 면에, 각각의 상기 배선에 각각 접속된 복수의 적층 기판 단자를 가지며,

상기 액정표시소자는, 각각의 상기 적층기판 단자에 각각 접속된 복수의 전극 단자와 상기 각각의 전극 단자에 각각 접
속된 복수의 전극과, 상기 각각의 전극을 통하여 상기 반도체 장치로부터 신호를 각각 공급하는 복수의 화소를 가지며,

상기 복수의 화소는, 각각 다른 색에 대응되며,

상기 복수의 반도체 장치는, 상기 다른 색의 각각에 대응하도록 설치되며 또한, 각각 대응하는 색의 상기 화소에 신호를 
공급하고 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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청구항 15.

제 14항에 있어서, 상기 반도체 장치가 적층기판 표면에 실장되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 16.

제 14항에 있어서, 반도체 장치 형상이 봉(막대) 형상이며, 또한 입출력 단자가 평행하게 대향하는 긴 변에 형성된 반
도체 장치가 적층기판에 실장되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 17.

제 1항에 있어서, 상기 다층기판을 구성하는 변의 최소한 일부에 요(凹)부 또는 철(凸)부를 설치하는 것을 특징으로 하
는 액정 표시 장치.

청구항 18.

제 1항에 있어서, 상기 다층기판의 임의의 층을 다른 층보다 작게 한 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 19.

제 1항에 있어서, 상기 다층기판에 설치구멍을 설치하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 20.

제 1항에 있어서, 상기 다층기판에 설치를 위한 절결부를 제공하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 21.

액정 표시 장치에 있어서,

서로 대향하는 한 쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 다층기판과,

상기 다층 기판의 한 쪽 면에 실장된 반도체 칩과,

상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장된 액정 표시 패널을 포함하며,

상기 다층기판은, 상기 다층기판의 한 쪽 면에 제 1 입력 배선 패턴과 제 2 입력 배선 패턴과 출력 배선 패턴을 가지며,

상기 제 1 입력 배선 패턴과 상기 제 2 입력 배선 패턴과 상기 출력 배선 패턴은 상기 반도체 칩에 접속되며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한쪽 면과 상기 다층 기판의 다른 쪽면 사이에, 버스 배선을 구비하며,

상기 버스 배선은, 상기 제 1 입력 배선 패턴 및 상기 제 2 입력 배선 패턴에 각각 쓰루홀을 통해 접속되며,

상기 다층 기판은 상기 다층기판의 다른 쪽 표면에 접속단자를 구비하며,

상기 출력 배선 패턴은 상기 접속 단자에 쓰루홀을 통해 접속되며,

상기 접속단자는 액정표시 패널에 접속된 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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청구항 22.

액정 표시 장치에 있어서,

서로 대향하는 한 쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 다층기판과,

상기 다층 기판의 한 쪽 면에 실장된 반도체 칩과,

상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장된 액정 표시 패널을 포함하며,

상기 다층기판은, 상기 다층기판의 한 쪽 면에, 배선 패턴을 가지며,

상기 다층 기판은, 상기 다층기판의 다른 쪽면에 접속 단자를 가지며,

상기 배선 패턴은, 상기 접속단자에 쓰루홀을 통하여 접속되며,

상기 접속 단자는 상기 액정 표시 패널에 접속되며,

상기 다층 기판은, 상기 액정 표시 패널의 외형속에 수납되도록 상기 액정표시 패널에 탑재되는 것을 특징으로 하는 액
정 표시 장치.

청구항 23.

액정 표시 장치에 있어서,

서로 대향하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 다층 기판과,

상기 다층 기판의 한쪽 면에 실장되는 반도체 칩과,

상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장되는 액정 표시 패널을 포함하며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한쪽 면에, 상기 반도체 칩의 출력 패드에 접속된 출력 배선 패턴을 가지며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 다른 쪽 면에, 접속 단자를 가지며,

상기 출력 배선 패턴은 상기 접속 단자에 쓰루홀을 통하여 접속되며,

상기 접속 단자는 상기 액정 표시 패널에 접속되며,

상기 다층 기판은, 상기 액정표시 패널의 외형 속에 수납되도록 상기 액정 표시 패널에 탑재되는 것을 특징으로 하는 액
정 표시 장치.

청구항 24.

액정 표시 장치에 있어서,

서로 대향하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 다층 기판과,

상기 다층 기판의 한쪽 면에 실장되는 반도체 칩과,
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상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장되는 액정 표시 패널을 포함하며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한쪽 면에, 상기 반도체 칩의 입력 패드에 접속된 입력 배선 패턴을 가지며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한 쪽 면과 상기 다층 기판의 다른 쪽면의 사이에, 배선 패턴을 가지며,

상기 입력 배선 패턴은 상기 배선 패턴에 쓰루홀을 통하여 접속되며,

상기 다층 기판은, 상기 액정표시 패널의 외형 속에 수납되도록 상기 액정 표시 패널에 탑재되는 것을 특징으로 하는 액
정 표시 장치.

청구항 25.

액정표시장치에 있어서,

각각 서로 대향하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 갖는 복수의 다층 기판과,

각각의 상기 다층 기판의 한쪽 면에 실장되는 복수의 반도체 칩과,

각각의 상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장되는 액정 표시 패널을 포함하며,

각각의 상기 다층 기판은, 각각의 상기 다층 기판의 한쪽 면에, 각각의 반도칩에 접속된 배선 패턴을 각각 가지며,

각각의 상기 다층 기판은, 각각 상기 다층 기판의 다른 면에, 접속 단자를 가지며,

각각의 상기 배선 패턴은, 각각의 상기 접속 단자에 각각 쓰루홀을 통하여 접속되며,

각각의 상기 접속단자는 상기 액정 표시 패널에 접속되며,

상기 액정 패널은, 서로 인접하는 상기 다층기판의 상기 접속 단자가 함께 접속되는 배선을 갖는 것을 특징으로 하는 액
정 표시 장치.

청구항 26.

액정 표시 장치에 있어서,

서로 대항하는 한쪽 면 및 다른 쪽 면을 가지며, 또한, 복수의 층을 갖는 다층 기판과,

상기 다층 기판의 한쪽 면에 실장되는 반도체 칩과,

상기 다층 기판의 다른 쪽 면에 실장되는 액정 표시 패널을 포함하며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한쪽 면에, 상기 반도체 칩의 출력 패드에 접속된 출력 배선 패턴을 가지며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한 쪽 면에 제 1 입력 배선 패턴과 제 2 입력 배선 패턴을 가지며,

상기 제1 입력 배선 패턴 및 상기 제 2 입력 배선 패턴은 상기 반도체 칩에 접속되며,

상기 다층 기판은, 상기 다층 기판의 한 쪽 면 및 상기 다층 기판의 다른 쪽면 사이에, 버스 배선을 가지며,

 - 45 -



등록특허 10-0370698

 
상기 버스 배선은, 상기 제 1 입력 배선 패턴 및 상기 제 2 입력 배선 패턴에 각각 쓰루홀을 통하여 접속되며,

상기 다층 기판은 상기 반도체 칩이 실장된 영역에 있어서, 그 외의 영역보다도 상기 층의 수가 적은 것을 특징으로 하
는 액정 표시 장치.

도면
도면 1

 - 46 -



등록특허 10-0370698

 
도면 2

도면 3

 - 47 -



등록특허 10-0370698

 
도면 4

도면 5

 - 48 -



등록특허 10-0370698

 
도면 6

도면 7

 - 49 -



등록특허 10-0370698

 
도면 8

도면 9

도면 10

 - 50 -



등록특허 10-0370698

 
도면 11

도면 12

 - 51 -



등록특허 10-0370698

 
도면 13

도면 14

 - 52 -



등록특허 10-0370698

 
도면 15

 - 53 -



등록특허 10-0370698

 
도면 16

도면 17

 - 54 -



등록특허 10-0370698

 
도면 18

도면 19

 - 55 -



등록특허 10-0370698

 
도면 20

도면 21

도면 22

도면 23

 - 56 -



등록특허 10-0370698

 
도면 24

도면 25

도면 26

 - 57 -



등록특허 10-0370698

 
도면 27

도면 28

 - 58 -



등록특허 10-0370698

 
도면 29

도면 30

 - 59 -



등록특허 10-0370698

 
도면 31

도면 32

 - 60 -



등록특허 10-0370698

 
도면 33

도면 34

 - 61 -



등록특허 10-0370698

 
도면 35

도면 36

도면 37

 - 62 -



등록특허 10-0370698

 
도면 38

 - 63 -



등록특허 10-0370698

 
도면 39

 - 64 -



등록특허 10-0370698

 
도면 40

도면 41

 - 65 -



등록특허 10-0370698

 
도면 42

 - 66 -



등록특허 10-0370698

 
도면 43

도면 44

 - 67 -



등록특허 10-0370698

 
도면 45

도면 46

도면 47

 - 68 -



등록특허 10-0370698

 
도면 48

도면 49

도면 50

 - 69 -



등록특허 10-0370698

 
도면 51

도면 52

도면 53

도면 54

 - 70 -



등록특허 10-0370698

 
도면 55

도면 56

도면 57

 - 71 -



등록특허 10-0370698

 
도면 58

도면 59

도면 60

 - 72 -



등록특허 10-0370698

 
도면 61

도면 62

도면 63

 - 73 -



등록특허 10-0370698

 
도면 64

도면 65

도면 66

 - 74 -



등록특허 10-0370698

 
도면 67

도면 68

도면 69

 - 75 -



등록특허 10-0370698

 
도면 70

도면 71

 - 76 -



등록특허 10-0370698

 
도면 72

도면 73

 - 77 -



등록특허 10-0370698

 
도면 74

도면 75

 - 78 -



등록특허 10-0370698

 
도면 76

도면 77

 - 79 -



등록특허 10-0370698

 
도면 78

 - 80 -



등록특허 10-0370698

 
도면 79

 - 81 -



등록특허 10-0370698

 
도면 80

 - 82 -



등록특허 10-0370698

 
도면 81

도면 82

 - 83 -



등록특허 10-0370698

 
도면 83

 - 84 -



등록특허 10-0370698

 
도면 84

도면 85

 - 85 -



등록특허 10-0370698

 
도면 86

도면 87

 - 86 -



등록특허 10-0370698

 
도면 88

도면 89

 - 87 -



등록특허 10-0370698

 
도면 90

도면 91

 - 88 -



등록특허 10-0370698

 
도면 92

도면 93

도면 94

도면 95

 - 89 -



등록특허 10-0370698

 
도면 96

도면 97

도면 98

 - 90 -



등록특허 10-0370698

 
도면 99

 - 91 -


	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의간단한설명
	발명의상세한설명
	발명의목적
	발명이속하는기술및그분야의종래기술

	발명의효과


	청구의범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10
	도면11
	도면12
	도면13
	도면14
	도면15
	도면16
	도면17
	도면18
	도면19
	도면20
	도면21
	도면22
	도면23
	도면24
	도면25
	도면26
	도면27
	도면28
	도면29
	도면30
	도면31
	도면32
	도면33
	도면34
	도면35
	도면36
	도면37
	도면38
	도면39
	도면40
	도면41
	도면42
	도면43
	도면44
	도면45
	도면46
	도면47
	도면48
	도면49
	도면50
	도면51
	도면52
	도면53
	도면54
	도면55
	도면56
	도면57
	도면58
	도면59
	도면60
	도면61
	도면62
	도면63
	도면64
	도면65
	도면66
	도면67
	도면68
	도면69
	도면70
	도면71
	도면72
	도면73
	도면74
	도면75
	도면76
	도면77
	도면78
	도면79
	도면80
	도면81
	도면82
	도면83
	도면84
	도면85
	도면86
	도면87
	도면88
	도면89
	도면90
	도면91
	도면92
	도면93
	도면94
	도면95
	도면96
	도면97
	도면98
	도면99



